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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁層と、
　前記絶縁層の少なくとも一方の主面上に配置された複数の電極部と、
　前記絶縁層の前記複数の電極部が配置された主面上に配置されると共にそれぞれ一端が
対応する前記電極部に接続された複数の引き出し配線部と、
　前記引き出し配線部のそれぞれの他端が露出するように、前記電極部および前記引き出
し配線部上に配置された透明樹脂層と、
　前記透明樹脂層上に配置された基板と、
　を備え、
　少なくとも、前記絶縁層と前記基板との間から露出している前記透明樹脂層の周縁部の
表面上、および、前記引き出し配線部の露出面上に封止層が配置され、
　前記封止層の水蒸気透過度が２０ｇ／ｍ2／２４ｈ／ａｔｍ（２５℃９０％ＲＨ、２５
μｍ）以下であり、前記封止層の層厚が１．０μｍ以上である、静電容量式タッチパネル
。
【請求項２】
　絶縁層と、
　前記絶縁層の表面上に配置された複数の第１電極部と、
　前記絶縁層の表面上に配置されると共にそれぞれ一端が対応する前記第１電極部に接続
された複数の第１引き出し配線部と、
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　前記第１引き出し配線部のそれぞれの他端が露出するように、前記第１電極部および前
記第１引き出し配線部上に配置された第１透明樹脂層と、
　前記第１透明樹脂層上に配置された第１保護基板と、
　前記絶縁層の裏面上に配置された複数の第２電極部と、
　前記絶縁層の裏面上に配置されると共にそれぞれ一端が対応する前記第２電極部に接続
された複数の第２引き出し配線部と、
　前記第２引き出し配線部のそれぞれの他端が露出するように、前記第２電極部および前
記第２引き出し配線部上に配置された第２透明樹脂層と、
　前記第２透明樹脂層上に配置された第２保護基板と、
　を有し、
　少なくとも、前記絶縁層と前記第１保護基板との間から露出している前記第１透明樹脂
層の周縁部の表面上および前記絶縁層と前記第２保護基板との間から露出している前記第
２透明樹脂層の周縁部の表面上と、前記第１引き出し配線および前記第２引き出し配線の
露出面上とに封止層が配置され、
　前記封止層の水蒸気透過度が２０ｇ／ｍ2／２４ｈ／ａｔｍ（２５℃９０％ＲＨ、２５
μｍ）以下であり、前記封止層の層厚が１．０μｍ以上である、請求項１に記載の静電容
量式タッチパネル。
【請求項３】
　前記封止層が、フッ素系樹脂を含む、請求項１または２に記載の静電容量式タッチパネ
ル。
【請求項４】
　前記封止層が、フッ素原子を１質量％以上含む、請求項１～３のいずれか１項に記載の
静電容量式タッチパネル。
【請求項５】
　前記封止層が、封止層形成用組成物により形成された層であり、
　前記封止層形成用組成物の表面張力が２０ｍＮ／ｍ以下であり、
　前記封止層形成用組成物の粘度が１００ｃｐｓ以下である、請求項１～４のいずれか１
項に記載の静電容量式タッチパネル。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の静電容量式タッチパネルを備える入力デバイス。
【請求項７】
　請求項２～５のいずれか１項に記載の静電容量式タッチパネルの製造方法であって、
　絶縁層と、前記絶縁層の表面上に配置された複数の第１電極部と、前記絶縁層の表面上
に配置されると共にそれぞれ一端が対応する前記第１電極部に接続された複数の第１引き
出し配線部と、前記第１引き出し配線部のそれぞれの他端が露出するように前記第１電極
部および前記第１引き出し配線部上に配置された第１透明樹脂層と、前記第１透明樹脂層
上に配置された第１保護基板と、前記第１保護基板の主面上に剥離可能に配置された第１
保護フィルムと、前記絶縁層の裏面上に配置された複数の第２電極部と、前記絶縁層の裏
面上に配置されると共にそれぞれ一端が対応する前記第２電極部に接続された複数の第２
引き出し配線部と、前記第２引き出し配線部のそれぞれの他端が露出するように、前記第
２電極部および前記第２引き出し配線部上に配置された第２透明樹脂層と、前記第２透明
樹脂層上に配置された第２保護基板と、前記第２保護基板の主面上に剥離可能に配置され
た第２保護フィルムとを有する積層体を、封止剤を含む封止層形成用組成物に接触させる
工程を備える、静電容量式タッチパネルの製造方法。
【請求項８】
　前記接触が、スプレー処理、浸漬処理、またはディスペンスによって行われる、請求項
７に記載の静電容量式タッチパネルの製造方法。
【請求項９】
　絶縁層と、
　前記絶縁層の少なくとも一方の主面上に配置された複数の電極部と、
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　前記絶縁層の前記複数の電極部が配置された主面上に配置されると共にそれぞれ一端が
対応する前記電極部に接続された複数の引き出し配線部と、
　前記引き出し配線部のそれぞれの他端が露出するように、前記電極部および前記引き出
し配線部上に配置された透明樹脂層と、
　前記透明樹脂層上に配置された基板と、
　を備え、
　少なくとも、前記絶縁層と前記基板との間から露出している前記透明樹脂層の周縁部の
表面上、および、前記引き出し配線部の露出面上に封止層が配置され、
　前記封止層の水蒸気透過度が２０ｇ／ｍ2／２４ｈ／ａｔｍ（２５℃９０％ＲＨ、２５
μｍ）以下であり、前記封止層の層厚が１．０μｍ以上であり、
　ＪＩＳ　Ｚ　２３７１の塩水噴霧試験２４時間後に測定した隣り合う前記引き出し配線
部間の直流抵抗が３００ｋΩ以上である、静電容量式タッチパネル。
【請求項１０】
　前記引き出し配線部が銀を含む、請求項９に記載の静電容量式タッチパネル。
【請求項１１】
　前記電極部が、金属酸化物からなる透明電極部である、請求項９または１０に電容量式
タッチパネル。
【請求項１２】
　前記電極部が、平均ワイヤ径５０ｎｍ以下で、平均ワイヤ長５μｍ以上である金属ナノ
ワイヤからなる透明電極部である、請求項９または１０に記載の静電容量式タッチパネル
。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、静電容量式タッチパネルに係り、特に、所定の特性を有する封止層を有する
静電容量式タッチパネルに関する。
　また、本発明は静電容量式タッチパネルの製造方法、および、入力デバイスにも関する
。
【背景技術】
【０００２】
　タッチパネルの方式としては、抵抗膜方式、光センサ方式などが知られているが、特に
、近年、容量変化を検出する静電容量式のタッチパネルが普及している。
【０００３】
　一方で、タッチパネルは外部環境の影響により動作不良を起こしやすいという問題があ
り、例えば、抵抗膜方式の場合、以下のような対策が取られている。
　特許文献１（特に、図６参照）においては、抵抗膜式タッチパネルの側端部の面にエポ
キシ樹脂を塗布して側端強化層２８を形成し、外部からの水分、薬品の浸入を防止し、透
明接着層の軟化を防止することが開示されている。
　また、特許文献２（特に、図９）においては、タッチパネル中の上部電極板１や下部電
極板３の端部周囲を覆うようにシール材を塗布してシール層２１を形成し、水分の侵入を
防いで粘着層５の劣化を防ぐことが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－３０３１７号公報
【特許文献２】特開２００３－１５７１４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　近年のタッチパネルの使用環境の拡大に伴い、静電容量式タッチパネルでも水分の影響
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による動作不良の発生を抑制することが求められると共に、さらに塩水の影響による動作
不良の発生を抑制することも求められている。
　しかしながら、上記特許文献１および２に記載の方法では、静電容量式タッチパネルに
おいて、塩水の影響を十分に抑制することができなかった。
　また、静電容量式タッチパネルの歩留りに関しても、より高いレベルが要求されており
、従来の技術では必ずしも満足できるものではなかった。
【０００６】
　本発明は、上記実情に鑑みて、塩水試験前後においても動作不良の発生が抑制され、歩
留りに優れた静電容量式タッチパネルを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、上記課題について鋭意検討した結果、塩水試験後の動作不良が静電容量
式タッチパネルの引き出し配線部間の絶縁抵抗の変動により引き起こされることを見出し
た。特に、塩水試験で使用される塩水中のイオン性物質（Ｎａ+やＣｌ-）の影響が大きい
ことを見出した。該知見に基づき検討を進め、以下の構成により上記目的を達成すること
ができることを見出した。
【０００８】
（１）　絶縁層と、絶縁層の少なくとも一方の主面上に配置された複数の電極部と、絶縁
層の複数の電極部が配置された主面上に配置されると共にそれぞれ一端が対応する電極部
に接続された複数の引き出し配線部と、引き出し配線部のそれぞれの他端が露出するよう
に、電極部および引き出し配線部上に配置された透明樹脂層と、透明樹脂層上に配置され
た基板と、を備え、
　少なくとも、絶縁層と基板との間から露出している透明樹脂層の周縁部の表面上、およ
び、引き出し配線部の露出面上のそれぞれに封止層が配置され、
　封止層の水蒸気透過度が２０ｇ／ｍ2／２４ｈ／ａｔｍ（２５℃９０％ＲＨ、２５μｍ
）以下であり、封止層の層厚が１．０μｍ以上である、静電容量式タッチパネル。
（２）　絶縁層と、絶縁層の表面上に配置された複数の第１電極部と、絶縁層の表面上に
配置されると共にそれぞれ一端が対応する第１電極部に接続された複数の第１引き出し配
線部と、第１引き出し配線部のそれぞれの他端が露出するように、第１電極部および第１
引き出し配線部上に配置された第１透明樹脂層と、第１透明樹脂層上に配置された第１保
護基板と、
　絶縁層の裏面上に配置された複数の第２電極部と、絶縁層の裏面上に配置されると共に
それぞれ一端が対応する第２電極部に接続された複数の第２配線部と、第２引き出し配線
部のそれぞれの他端が露出するように、第２電極部および第２引き出し配線部上に配置さ
れた第２透明樹脂層と、第２透明樹脂層上に配置された第２保護基板と、を有し、
　少なくとも、絶縁層と第１保護基板との間から露出している第１透明樹脂層の周縁部の
表面上および絶縁層と第２保護基板との間から露出している第２透明樹脂層の周縁部の表
面上と、第１引き出し配線および第２引き出し配線の露出面上とに封止層が配置され、
　封止層の水蒸気透過度が２０ｇ／ｍ2／２４ｈ／ａｔｍ（２５℃９０％ＲＨ、２５μｍ
）以下であり、封止層の層厚が１．０μｍ以上である、（１）に記載の静電容量式タッチ
パネル。
（３）　封止層が、フッ素系樹脂を含む、（１）または（２）に記載の静電容量式タッチ
パネル。
（４）　封止層が、フッ素原子を１質量％以上含む、（１）～（３）のいずれかに記載の
静電容量式タッチパネル。
（５）　封止層が、封止層形成用組成物により形成された層であり、
　封止層形成用組成物の表面張力が２０ｍＮ／ｍ以下であり、
　封止層形成用組成物の粘度が１００ｃｐｓ以下である、（１）～（４）のいずれかに記
載の静電容量式タッチパネル。
（６）　（１）～（５）のいずれかに記載の静電容量式タッチパネルを備える入力デバイ
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ス。
（７）　（２）～（５）のいずれかに記載の静電容量式タッチパネルの製造方法であって
、
　絶縁層と、絶縁層の表面上に配置された複数の第１電極部と、絶縁層の表面上に配置さ
れると共にそれぞれ一端が対応する第１電極部に接続された複数の第１引き出し配線部と
、第１引き出し配線部のそれぞれの他端が露出するように第１電極部および第１引き出し
配線部上に配置された第１透明樹脂層と、第１透明樹脂層上に配置された第１保護基板と
、第１保護基板の主面上に剥離可能に配置された第１保護フィルムと、絶縁層の裏面上に
配置された複数の第２電極部と、絶縁層の裏面上に配置されると共にそれぞれ一端が対応
する第２電極部に接続された複数の第２配線部と、第２引き出し配線部のそれぞれの他端
が露出するように、第２電極部および第２引き出し配線部上に配置された第２透明樹脂層
と、第２透明樹脂層上に配置された第２保護基板と、第２保護基板の主面上に剥離可能に
配置された第２保護フィルムとを有する積層体を、封止剤を含む封止層形成用組成物に接
触させる工程を備える、静電容量式タッチパネルの製造方法。
（８）　接触が、スプレー処理、浸漬処理、またはディスペンスによって行われる、（７
）に記載の静電容量式タッチパネルの製造方法。
（９）　絶縁層と、絶縁層の少なくとも一方の主面上に配置された複数の電極部と、絶縁
層の複数の電極部が配置された主面上に配置されると共にそれぞれ一端が対応する電極部
に接続された複数の引き出し配線部と、引き出し配線部のそれぞれの他端が露出するよう
に、電極部および引き出し配線部上に配置された透明樹脂層と、透明樹脂層上に配置され
た基板と、を備え、
　ＪＩＳ　Ｚ　２３７１の塩水噴霧試験２４時間後に測定した隣り合う引き出し配線部間
の直流抵抗が３００ｋΩ以上である、静電容量式タッチパネル。
（１０）　少なくとも、絶縁層と保護基板との間から露出している透明樹脂層の周縁部の
表面上、および、引き出し配線部の露出面上に封止層が配置され、封止層の水蒸気透過度
が２０ｇ／ｍ2／２４ｈ／ａｔｍ（２５℃９０％ＲＨ、２５μｍ）以下であり、封止層の
層厚が１．０μｍ以上である、（９）に記載の静電容量式タッチパネル。
（１１）　引き出し配線部が銀を含む、（９）または（１０）に記載の静電容量式タッチ
パネル。
（１２）　電極部が、金属酸化物からなる透明電極部である、（９）～（１１）のいずれ
かに記載の静電容量式タッチパネル。
（１３）　電極部が、平均ワイヤ径５０ｎｍ以下で、平均ワイヤ長５μｍ以上である金属
ナノワイヤからなる透明電極部である、（９）～（１１）のいずれかに記載の静電容量式
タッチパネル。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、塩水試験前後においても動作不良の発生が抑制され、歩留りに優れた
静電容量式タッチパネルを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】（Ａ）は本発明の静電容量式タッチパネルの第１の実施形態の平面図であり、（
Ｂ）は断面図である。
【図２】第１電極部の拡大平面図である。
【図３】本発明の静電容量式タッチパネルの第２の実施形態の断面図である。
【図４】本発明の静電容量式タッチパネルの第３の実施形態の断面図である。
【図５】（Ａ）は本発明の静電容量式タッチパネルの第４の実施形態の断面図であり、（
Ｂ）は一部平面図である。
【図６】（Ａ）は本発明の静電容量式タッチパネルの第５の実施形態の断面図であり、（
Ｂ）は一部平面図である。
【図７】（Ａ）は本発明の静電容量式タッチパネルの第６の実施形態の断面図であり、（
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Ｂ）は一部平面図である。
【図８】本発明の静電容量式タッチパネルを含む入力装置の断面図である。
【図９】実施例１１で使用される銀ナノワイヤの透過型電子顕微鏡写真である。
【図１０】（Ａ）および（Ｂ）は、実施例１１で使用される銀ナノワイヤのワイヤ径およ
びワイヤ長のヒストグラムである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に、本発明の静電容量式タッチパネルの好適態様について図面を参照して説明する
。
【００１２】
＜第１の実施形態＞
　図１（Ａ）および（Ｂ）に、本発明の静電容量式タッチパネルの第１の実施形態の模式
図を示す。図１（Ａ）は、静電容量式タッチパネル１００の平面図であり、（Ｂ）は断面
図である。なお、図１（Ｂ）は、静電容量式タッチパネル１００の層構成に対する理解を
容易にするために模式的に表したものであり、各層の配置を正確に表した図面ではない。
　図１（Ａ）および（Ｂ）に示すように、静電容量式タッチパネル１００は、絶縁層１０
と、絶縁層１０の一方の主面上（表面上）に配置される第１電極部１２と、第１引き出し
配線部１４と、第１透明樹脂層１６と、第１保護基板１８と、絶縁層１０の他方の主面上
（裏面上）に配置される第２電極部２０と、第２引き出し配線部２２と、第２透明樹脂層
２４と、第２保護基板２６と、封止層２８と、フレキシブルプリント配線板３０とを備え
る。
　以下では、まず、本発明の特徴点の一つでもある封止層２８の態様について詳述し、そ
の後各部材の説明を行う。
【００１３】
　封止層２８は、静電容量式タッチパネル１００への塩水の浸入を防止する層である。封
止層２８を設けることにより、塩水試験後においても第１引き出し配線部１４間、および
、第２引き出し配線部２２間での絶縁抵抗の変動が抑制され、結果として動作不良が抑制
される。特に、後述するように封止層２８が、少なくとも、絶縁層１０と第１保護基板１
８との間から露出している第１透明樹脂層１６の周縁部の表面上および絶縁層１０と第２
保護基板２６との間から露出している第２透明樹脂層２４の周縁部の表面上と、第１引き
出し配線部１４および第２引き出し配線部２２の他端の露出面上に配置されることにより
、比較的水分を吸収しやすい第１透明樹脂層１６および第２透明樹脂層２４からの塩水の
侵入を抑制すると共に、第１引き出し配線部１４と第１透明樹脂層１６との境界部および
第２引き出し配線部２２と第２透明樹脂層２４との境界部からの塩水の侵入を抑制するこ
とができ、結果として所望の効果が得られる。なお、図１において、上記第１透明樹脂層
１６の周縁部および上記第２透明樹脂層２４の周縁部とは、絶縁層１０の一方の主面上に
第１電極部１２と、第１引き出し配線部１４と、第１透明樹脂層１６と、第１保護基板１
８とをこの順で積層し、絶縁層１０の他方の主面上に第２電極部２０と、第２引き出し配
線部２２と、第２透明樹脂層２４と、第２保護基板２６とをこの順で積層し、さらにフレ
キシブルプリント配線板３０を積層した積層体において、外部に露出している第１透明樹
脂層１６の側面部および第２透明樹脂層２４の側面部を意図する。
　図１において、封止層２８は、絶縁層１０、第１引き出し配線部１４およびフレキシブ
ルプリント配線板３０上に配置される封止層２８ａと、絶縁層１０、第２引き出し配線部
２２およびフレキシブルプリント配線板３０上に配置される封止層２８ｂと、静電容量式
タッチパネル１００の端面を覆うように配置された封止層２８ｃとから構成される。
【００１４】
　封止層２８ａおよび２８ｂは、図１中の長尺状の静電容量式タッチパネル１００のフレ
キシブルプリント配線板３０が配置される側の一辺付近に配置される封止層である。
　封止層２８ａは、第１透明樹脂層１６によって覆われていない第１引き出し配線部１４
の他端側（フレキシブルプリント配線板３０がある側）の第１透明樹脂層１６の端面（側
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面）、並びに、第１透明樹脂層１６およびフレキシブルプリント配線板３０によって覆わ
れていない第１引き出し配線部１４の露出面を覆うように、絶縁層１０、第１引き出し配
線部１４、およびフレキシブルプリント配線板３０上に配置された層である。
　封止層２８ｂは、第２透明樹脂層２４によって覆われていない第２引き出し配線部２２
の他端側（フレキシブルプリント配線板３０がある側）の第２透明樹脂層２４の端面（側
面）、並びに、第２透明樹脂層２４およびフレキシブルプリント配線板３０によって覆わ
れていない第２引き出し配線部２２の露出面を覆うように、絶縁層１０、第２引き出し配
線部２２、およびフレキシブルプリント配線板３０上に配置された層である。
　なお、図１中、封止層２８ａおよび２８ｂは、第１保護基板１８および第２保護基板２
６の端面の一部を覆うように配置されているが、該形態に限定されない。例えば、第１保
護基板１８および第２保護基板２６の端面の全体を覆うように配置されていてもよい。
【００１５】
　図１中の長尺状の静電容量式タッチパネル１００のフレキシブルプリント配線板３０が
配置される側の一辺以外の三辺においては、封止層２８ｃが静電容量式タッチパネル１０
０の端面（周面）を覆うように配置されている。なお、後述するように、図１において、
第１電極部１２および第１引き出し配線部１４は、第１引き出し配線部１４の他端側の一
部を除いて第１透明樹脂層１６によって覆われており、第２電極部２０および第２引き出
し配線部２２は、第２引き出し配線部２２の他端側の一部を除いて第２透明樹脂層２４に
よって覆われている。よって、図１において、静電容量式タッチパネル１００の端面とは
、第１透明樹脂層１６、絶縁層１０、および、第２透明樹脂層２４のそれぞれの層の端面
より形成される端面を意図する。なお、上記三辺において、第１電極部１２および第１引
き出し配線部１４の端面、または、第２電極部２０および第２引き出し配線部２２の端面
が露出している態様においては、それらの端面を含めて、静電容量式タッチパネル１００
の端面を形成する。
　封止層２８ｃは、図１中の長尺状の静電容量式タッチパネル１００のフレキシブルプリ
ント配線板３０が配置される側の一辺においては、絶縁層１０の端面を覆うように配置さ
れている。
　図１中、封止層２８ｃは、第１保護基板１８および第２保護基板２６の端面の一部を覆
うように配置されているが、該形態に限定されない。例えば、第１保護基板１８および第
２保護基板２６の端面の全体を覆うように配置されていてもよい。
【００１６】
　図１においては、封止層２８ａ、２８ｂおよび２８ｃが配置されているが該形態には限
定されない。例えば、絶縁層１０と第１透明樹脂層１６との間から第１電極部１２が露出
している、および／または、絶縁層１０と第２透明樹脂層２４との間から第２電極部２０
の一部が露出している場合は、さらに、第１電極部１２および第２電極部２０の露出面上
に封止層２８を配置することが好ましい。
　また、視認性により優れると共に、動作不良の発生がより抑制される点から、第１保護
基板１８および第２保護基板２６のそれぞれの外側の主面１８ａおよび２６ａ以外の絶縁
層１０、第１透明樹脂層１６、第１保護基板１８、第２透明樹脂層２４、および第２保護
基板２６の周縁部（静電容量式タッチパネル１００の周縁部）に封止層が配置されている
ことが好ましい。なお、静電容量式タッチパネル１００の全面（露出する面）に封止層が
配置されていてもよい。
【００１７】
　封止層２８の水蒸気透過度は、２０ｇ／ｍ2／２４ｈ／ａｔｍ（２５℃９０％ＲＨ、２
５μｍ）以下である。なかでも、塩水試験後のタッチパネルの動作不良発生がより抑制さ
れる点で、１０ｇ／ｍ2／２４ｈ／ａｔｍ以下が好ましく、５ｇ／ｍ2／２４ｈ／ａｔｍ以
下がより好ましい。なお、下限は特に制限されないが、通常、使用される材料の性質より
、０．１ｇ／ｍ2／２４ｈ／ａｔｍ以上の場合が多い。
　一方、封止層２８の水蒸気透過度が２０ｇ／ｍ2／２４ｈ／ａｔｍ（２５℃９０％ＲＨ
、２５μｍ）超の場合、タッチパネルの塩水に対する耐性が低下し、塩水試験後に引き出
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し配線部間の絶縁抵抗が変動し、動作不良が発生しやすくなる。
　なお、水蒸気透過度の測定方法としては、ＪＩＳ Ｋ ７１２９に準じた、感湿センサー
法で行う。また、「２５℃９０％ＲＨ、２５μｍ」とは、水蒸気透過度の測定条件を示し
、封止層の層厚が２５μｍで、２５℃で９０％ＲＨの環境下での測定結果であることを意
図する。また、透過度の単位「ｇ／ｍ2／２４ｈ／ａｔｍ」は、「ｇ／ｍ2・２４ｈｒ・ａ
ｔｍ」と同義である。
【００１８】
　封止層２８の厚みは、１．０μｍ以上である。なかでも、塩水試験後のタッチパネルの
動作不良発生がより抑制される点で、２．０μｍ以上が好ましく、４．０μｍ以上がより
好ましく、１０．０μｍ以上がさらに好ましい。なお、上限は特に制限されないが、効果
が飽和し、経済性が損なわれる点から、５０μｍ以下が好ましい。
　一方、封止層２８の厚みが１．０μｍ未満の場合、タッチパネルの塩水に対する耐性が
低下し、塩水試験後に引き出し配線部間の絶縁抵抗が変動し、動作不良が発生しやすくな
る。
　なお、封止層２８の厚みは、封止層２８の任意の２０箇所以上の場所の厚みを測定し、
それらを算術平均した平均値である。
【００１９】
　封止層２８は体積抵抗率が１０の１１乗Ωｃｍ以上であることが好ましく、１０の１２
乗Ωｃｍ以上であることがより好ましく、１０の１３乗Ωｃｍ以上であることがさらに好
ましい。上記範囲であれば、動作不良の発生がより抑制される。なお、上限は特に制限さ
れないが、使用される有機化合物の特性より、通常、１０の１８乗Ωｃｍ以下の場合が多
い。
【００２０】
　封止層２８を構成する材料は、封止層２８が上述した所定の水蒸気透過度を示す材料で
あれば特に制限されないが、例えば、シリコーン系樹脂、フッ素系樹脂が挙げられる。
　なかでも、塩水試験後のタッチパネルの動作不良発生がより抑制される点で、フッ素系
樹脂が好ましく、特に、（Ａ）炭素数１～１２の（パー）フルオロアルキル基および／ま
たは（パー）フルオロポリエーテル基を有し、かつ炭素－炭素二重結合を有するモノマー
と、（Ｂ）フッ素を含有しない、炭素－炭素二重結合を有するモノマーを共重合してなる
フッ素系樹脂がより好ましい。なお、ここで（パー）フルオロアルキル基とは、フルオロ
アルキル基またはパーフルオロアルキル基の意味であり、（パー）フルオロポリエーテル
基とは、フルオロポリエーテル基またはパーフルオロポリエーテル基の意味である。
【００２１】
　（Ａ）成分としては、（メタ）アクリレート系モノマーおよびビニル系モノマーが好ま
しく、（メタ）アクリレート系モノマーとしては、トリフルオロエチル（メタ）アクリレ
ート、パーフルオロデシルエチル（メタ）アクリレート、パーフルオロオクチルエチル（
メタ）アクリレート、パーフルオロヘキシルエチル（メタ）アクリレート、パーフルオロ
ブチルエチル（メタ）アクリレート、パーフルオロポリエーテル（メタ）アクリレートな
どが挙げられ、ビニル系モノマーとしては、トリフルオロメチルビニル、パーフルオロエ
チルビニル、パーフルオロエチルエーテルビニルなどが挙げられる。なお、ここで（メタ
）アクリレートとは、アクリレートまたはメタクリレートを意味する。
　また、（Ａ）成分における官能基は、パーフルオロアルキル基またはパーフルオロポリ
エーテル基が好ましい。これらの基を有することで後に詳述する溶剤に対する溶解性がさ
らに向上する。
【００２２】
　上記（Ａ）成分は、一種を単独で、または二種以上を混合して用いることができ、その
含有量は、（Ａ）成分と（Ｂ）成分を共重合してなるフッ素系樹脂を基準に、５０～９５
質量％の範囲であることが好ましい。（Ａ）成分が５０質量％未満であると、溶剤への溶
解性が低くなり、また９５質量％を超えると封止層２８がもろくなり、急激な温度変化な
どにより容易に封止層２８に亀裂が入り、防湿性、絶縁性、または、耐酸性を維持するこ
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とが困難になる場合がある。以上の観点から（Ａ）成分は、６０～８５質量％の範囲であ
ることがさらに好ましい。
【００２３】
　（Ｂ）成分であるフッ素を含有しない、炭素－炭素二重結合を有するモノマーとしては
、（メタ）アクリレート系モノマー、スチレン系モノマー、オレフィン系モノマー、また
はビニル系モノマーが好ましい。
　（メタ）アクリレート系モノマーとしては、メチル（メタ）アクリレート、２－エチル
ヘキシル（メタ）アクリレート、イソボルニル（メタ）アクリレート、グリシジル（メタ
）アクリレート、ベンジル（メタ）アクリレート、ステアリル（メタ）アクリレート、ラ
ウリル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシ－３－フェノキシプロピル（メタ）アクリ
レートなどが挙げられる。また、スチレン系モノマーとしてはスチレンなどが、オレフィ
ン系モノマーとしては、エチレン、プロピレンなどが、ビニル系モノマーとしては、塩化
ビニル、塩化ビニリデンなどが挙げられる。
　上記（Ｂ）成分は、一種を単独で、または二種以上を混合して用いることができ、その
含有量は、（Ａ）成分と（Ｂ）成分を共重合してなるフッ素系樹脂を基準に、５～５０質
量％の範囲であることが好ましい。（Ｂ）成分が５質量％未満であると、封止層２８がも
ろくなり、また５０質量％を超えると溶剤への溶解性が低くなる場合がある。以上の観点
から（Ｂ）成分は、１０～４０質量％の範囲であることがさらに好ましい。
【００２４】
　上記フッ素系樹脂は、上記（Ａ）成分と（Ｂ）成分を共重合してなることが好ましい。
重合方法としては特に限定されず、従来公知の方法を用いることができる。また、該フッ
素系樹脂は、その重量平均分子量が５０，０００～８００，０００の範囲であることが好
ましく、（Ａ）成分と（Ｂ）成分はランダム状に共重合していてもよいし、またブロック
状に共重合していてもよい。
【００２５】
　後述するように、封止層２８を形成する際には、上記フッ素系樹脂を含むコーティング
剤（封止層形成用組成物）を使用することが好ましい。
　該フッ素系樹脂はコーティング剤中に、８～６０質量％の範囲で含有されることが好ま
しい。８質量％以上であると、高膜厚になるため、高い防湿性が得られ、一方、６０質量
％以下であると、適切な粘性があるため、塗布性および乾燥性に優れる。以上の観点から
、コーティング剤におけるフッ素系樹脂の含有量は、１０～５０質量％の範囲がさらに好
ましい。
　コーティング剤は、上記フッ素系樹脂の他に不燃性フッ素系溶剤を含有することが好ま
しい。不燃性フッ素系溶剤は、構造中にフッ素を含有することによって引火点を生じない
物質をいい、常温で液体であることが好ましく、またコーティング剤を塗布した後の乾燥
性の観点から、沸点は５５℃以上であることが好ましい。沸点が５５℃以上であると乾燥
速度が速すぎず、平滑な均一の皮膜を得ることができる。沸点の上限については、特に制
限はないが、高い生産性で皮膜が得られるとの観点から１８０℃以下であることが好まし
い。
　不燃性フッ素系溶剤としては上記物性を有するものであれば特に限定されず、例えば、
ハイドロフルオロエーテル、パーフルオロポリエーテル、パーフルオロアルカン、ハイド
ロフルオロポリエーテル、ハイドロフルオロカーボン等が挙げられる。これらの不燃性フ
ッ素系溶剤は、一種単独で、または二種以上を混合して使用することができる。
【００２６】
　コーティング剤において、不燃性フッ素系溶剤は、コーティング剤中に、２０～９２質
量％の範囲で含有することが好ましい。２０質量％以上であると、非引火性が確保できる
ため安全性に優れ、一方、９２質量％以下であると、相対的に樹脂成分の比率が上がるた
め高膜厚が得られる。以上の観点から、コーティング剤における不燃性フッ素系溶剤の含
有量は、４０～９０質量％の範囲がさらに好ましい。
　また、上記不燃性フッ素系溶剤に加えて、コーティング剤全体として引火性を有しない
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範囲内であれば、その他の溶剤を加えることができる。例えば、トリフルオロプロパノー
ル、メタキシレンヘキサフロライドなどの引火性を持つフッ素系溶剤やアルコール、パラ
フィン系溶剤、エステル系溶剤などの有機溶剤を混合することができる。
【００２７】
　封止層２８は、封止層全量に対してフッ素原子を１質量％以上含むことが好ましく、３
質量％以上含むことがより好ましく、５質量％以上含むことがさらに好ましい。上記範囲
であれば、動作不良の発生がより抑制される。なお、上限は特に制限されないが、使用さ
れる有機化合物の特性より、通常、７６質量％以下の場合が多い。
【００２８】
　絶縁層１０は、第１電極部１２と第２電極部２０との間の絶縁性を担保するための層で
ある。図１において、絶縁層１０は単層であるが、２層以上の複層であってもよい。
　絶縁層１０の厚み（絶縁層が２層以上の複層の場合は、それらの合計厚み）は特に制限
されないが、５～３５０μｍであることが好ましく、３０～１５０μｍであることがより
好ましい。上記範囲内であれば所望の可視光の透過率が得られ、且つ、取り扱いも容易で
ある。
　絶縁層１０の全光線透過率は、８５～１００％であることが好ましい。
【００２９】
　絶縁層１０としては、透明絶縁層であることが好ましい。その具体例としては、例えば
、絶縁樹脂層、セラミックス層、ガラス層などが挙げられる。なかでも、靭性に優れる理
由から、絶縁樹脂層であることが好ましい。
　絶縁樹脂層を構成する材料としては、より具体的には、ポリエチレンテレフタレート、
ポリエーテルスルホン、ポリアクリル系樹脂、ポリウレタン系樹脂、ポリエステル、ポリ
カーボネート、ポリスルホン、ポリアミド、ポリアリレート、ポリオレフィン、セルロー
ス系樹脂、ポリ塩化ビニル、シクロオレフィン系樹脂などが挙げられる。なかでも、透明
性に優れる理由から、ポリエチレンテレフタレート、シクロオレフィン系樹脂、ポリカー
ボネート、トリアセチルセルロース樹脂であることが好ましい。
【００３０】
　第１電極部１２および第２電極部２０は、静電容量式タッチパネル１００において静電
容量の変化を感知するセンシング電極であり、感知部（センサ部）を構成する。つまり、
指先をタッチパネルに接触させると、第１電極部１２および第２電極部２０の間の相互静
電容量が変化し、この変化量に基づいて指先の位置をＩＣ回路によって演算する。
　第１電極部１２は、第１方向（Ｘ方向）に延び、第１方向と直交する第２方向（Ｙ方向
）に配列された電極であり、所定のパターンを含む。第２電極部２０は、第２方向（Ｙ方
向）に延び、第１方向（Ｘ方向）に配列された電極であり、所定のパターンを含む。図１
においては、第１電極部１２は５つ、第２電極部２０は４つ設けられているが、その数は
特に制限されず複数あればよい。
　図１中、第１電極部１２および第２電極部２０は、導電性細線により構成される。図２
に、第１電極部１２の拡大平面図を示す。図２に示すように、第１電極部１２は、導電性
細線３６により構成され、交差する導電性細線３６による複数の格子３８を含んでいる。
なお、第２電極部２０も、第１電極部１２と同様に、交差する導電性細線３６による複数
の格子３８を含んでいる。
　なお、図１においては、第１電極部１２および第２電極部２０は、共に長尺状の電極で
あるが、その形状は該態様に限定されず、ダイヤ形状が直列につながったいわゆるダイヤ
モンドパターンでもよい。
【００３１】
　導電性細線３６の材料としては、例えば、金（Ａｕ）、銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）、アル
ミニウム（Ａｌ）などの金属や合金、ＩＴＯ、酸化スズ、酸化亜鉛、酸化カドミウム、酸
化ガリウム、酸化チタンなどの金属酸化物、などが挙げられる。なかでも、導電性細線３
６の導電性が優れる理由から、銀であることが好ましい。
【００３２】
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　導電性細線３６の中には、導電性細線３６と絶縁層１０との密着性の観点から、バイン
ダーが含まれていることが好ましい。
　バインダーとしては、導電性細線３６と絶縁層１０との密着性がより優れる理由から、
水溶性高分子であることが好ましい。バインダーの種類としては、例えば、ゼラチン、カ
ラギナン、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）、ポリビニルピロリドン（ＰＶＰ）、澱粉等
の多糖類、セルロース及びその誘導体、ポリエチレンオキサイド、ポリサッカライド、ポ
リビニルアミン、キトサン、ポリリジン、ポリアクリル酸、ポリアルギン酸、ポリヒアル
ロン酸、カルボキシセルロース、アラビアゴム、アルギン酸ナトリウムなどが挙げられる
。なかでも、導電性細線３６と絶縁層１０との密着性がより優れる理由から、ゼラチンが
好ましい。
　なお、ゼラチンとしては石灰処理ゼラチンの他、酸処理ゼラチンを用いてもよく、ゼラ
チンの加水分解物、ゼラチン酵素分解物、その他アミノ基、カルボキシル基を修飾したゼ
ラチン（フタル化ゼラチン、アセチル化ゼラチン）を使用することができる。
【００３３】
　導電性細線３６中における金属とバインダーとの体積比（金属の体積／バインダーの体
積）は、１．０以上が好ましく、１．５以上が更に好ましい。金属とバインダーの体積比
を１．０以上とすることで、導電性細線３６の導電性をより高めることができる。上限は
特に制限されないが、生産性の観点から、４．０以下が好ましく、２．５以下がより好ま
しい。
　なお、金属とバインダーの体積比は、導電性細線３６中に含まれる金属およびバインダ
ーの密度より計算することができる。例えば、金属が銀の場合、銀の密度を１０．５ｇ／
ｃｍ3として、バインダーがゼラチンの場合、ゼラチンの密度を１．３４ｇ／ｃｍ3として
計算して求めるものとする。
【００３４】
　導電性細線３６の線幅は特に制限されないが、低抵抗の電極を比較的容易に形成できる
観点から、３０μｍ以下が好ましく、１５μｍ以下がより好ましく、１０μｍ以下がさら
に好ましく、９μｍ以下が特に好ましく、７μｍ以下が最も好ましく、０．５μｍ以上が
好ましく、１．０μｍ以上がより好ましい。
　導電性細線３６の厚みは特に制限されないが、導電性と視認性との観点から、０．００
００１ｍｍ～０．２ｍｍから選択可能であるが、３０μｍ以下が好ましく、２０μｍ以下
がより好ましく、０．０１～９μｍがさらに好ましく、０．０５～５μｍが最も好ましい
。
【００３５】
　格子３８は、導電性配線３６で囲まれる開口領域を含んでいる。格子３８の一辺の長さ
Ｗは、８００μｍ以下が好ましく、６００μｍ以下がより好ましく、４００μｍ以上であ
ることが好ましい。
　第１電極部１２および第２電極部２０では、可視光透過率の点から開口率は８５％以上
であることが好ましく、９０％以上であることがより好ましく、９５％以上であることが
最も好ましい。開口率とは、所定領域において第１電極部１２または第２電極部２０中の
導電性細線３６を除いた透過性部分が全体に占める割合に相当する。
【００３６】
　格子３８は、略ひし形の形状を有している。但し、その他、多角形状（例えば、三角形
、四角形、六角形）としてもよい。また、一辺の形状を直線状の他、湾曲形状でもよいし
、円弧状にしてもよい。円弧状とする場合は、例えば、対向する２辺については、外方に
凸の円弧状とし、他の対向する２辺については、内方に凸の円弧状としてもよい。また、
各辺の形状を、外方に凸の円弧と内方に凸の円弧が連続した波線形状としてもよい。もち
ろん、各辺の形状を、サイン曲線にしてもよい。
　なお、図２においては、導電性細線３６はメッシュパターンとして形成されているが、
この態様には限定されず、ストライプパターンであってもよい。
【００３７】
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　なお、図１においては、第１電極部１２および第２電極部２０は導電性細線３６で構成
されていたが、この態様には限定されず、例えば、ＩＴＯ、ＺｎＯなどの金属酸化物薄膜
（透明金属酸化物薄膜）、銀ナノワイヤや銅ナノワイヤなどの金属ナノワイヤでネットワ
ークを構成した透明導電膜で形成されていてもよい。また、金属酸化物粒子、銀ペースト
や銅ペーストなどの金属ペーストで製造されてもよい。なかでも導電性と透明性に優れる
点で、銀ナノワイヤが好ましい。
　また、電極部のパターニングは、電極部の材料に応じて選択でき、フォトリソグラフィ
ー法やレジストマスクスクリーン印刷－エッチング法、インクジェット法、印刷法などを
用いてもよい。
【００３８】
　第１引き出し配線部１４は、第１電極部１２と後述するフレキシブルプリント配線板３
０とを接続するための配線である。第１引き出し配線部１４は、第１電極部１２の周縁部
に配置され、その一端が対応する第１電極部１２に接続され、他端がフレキシブルプリン
ト配線板３０中の図示しない端子と電気的に接続している。つまり、第１引き出し配線部
１４の他端は、後述する第１透明樹脂層１６の外側にまで延在しており、その延在部上に
上述した封止層２８が配置されている。
　第２引き出し配線部２２は、第２電極部２０と後述するフレキシブルプリント配線板３
０とを接続するための配線である。第２引き出し配線部２２は、第２電極部２０の周縁部
に配置され、その一端が第２電極部２０に接続され、他端がフレキシブルプリント配線板
３０中の図示しない端子と電気的に接続している。つまり、第２引き出し配線部２２の他
端は、後述する第２透明樹脂層２４の外側にまで延在しており、その延在部上に上述した
封止層２８が配置されている。
　なお、図１に示すように、第１引き出し配線部１４および第２引き出し配線部２２のそ
れぞれの他端は集合して、フレキシブルプリント配線板３０と接続する他端部を構成する
。また、図１においては、第１引き出し配線部１４は５本、第２引き出し配線部２２は４
本記載されているが、その数は特に制限されず、通常、電極部の数に応じて複数配置され
る。
【００３９】
　第１引き出し配線部１４および第２引き出し配線部２２を構成する配線の材料としては
、例えば、金（Ａｕ）、銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）、などの金属や、酸化スズ、酸化亜鉛、
酸化カドミウム、酸化ガリウム、酸化チタンなどの金属酸化物、などが挙げられる。なか
でも、導電性が優れる理由から、銀であることが好ましい。また、銀ペーストや銅ペース
トなどの金属ペーストや、アルミニウム（Ａｌ）やモリブデン（Ｍｏ）などの金属や合金
薄膜で構成されていてもよい。金属ペーストの場合は、スクリーン印刷やインクジェット
印刷法で、金属や合金薄膜の場合は、スパッタ膜をフォトリソグラフィー法などのパター
ニング方法が好適に用いられる。
【００４０】
　上述した導電性細線３６、並びに、第１引き出し配線部１４および第２引き出し配線部
２２を構成する配線の材料としては、表面抵抗値がＩＴＯなどの金属酸化物よりも低く、
且つ、透明な導電性層を形成しやすいという観点から、金属ナノワイヤを用いてもよい。
金属ナノワイヤとしては、アスペクト比（平均ワイヤ長／平均ワイヤ径）が３０以上で、
平均ワイヤ径が１ｎｍ以上１５０ｎｍ以下で、平均ワイヤ径が１μｍ以上１００μｍ以下
の金属微粒子が好ましい。金属ナノワイヤの平均ワイヤ径は、１００ｎｍ以下が好ましく
、３０ｎｍ以下がより好ましく、２５ｎｍ以下が更に好ましい。金属ナノワイヤの平均ワ
イヤ径は、１μｍ以上４０μｍ以下が好ましく、３μｍ以上３５μｍ以下がより好ましく
、５μｍ以上３０μｍ以下が更に好ましい。
　金属ナノワイヤを構成する金属は、特に制限はなく、１種の金属だけからなるものでも
よく、２種以上の金属を組み合わせて用いてもよく、合金を用いることも可能である。具
体的には、銅、銀、金、白金、パラジウム、ニッケル、錫、コバルト、ロジウム、イリジ
ウム、鉄、ルテニウム、オスミウム、マンガン、モリブデン、タングステン、ニオブ、タ
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ンタル、チタン、ビスマス、アンチモン、鉛、またはこれらの合金などが挙げられる。銀
を質量比で５０％以上含有する銀ナノワイヤが好ましい。
【００４１】
　金属ナノワイヤは、いかなる方法で作製してもよい。金属ナノワイヤの製造方法は、例
えば、Adv.Mater.vol.14, 2002, 833-837、特開２０１０－０８４１７３号公報、米国公
開特許２０１１－０１７４１９０公報に詳細に記載されている。なお、上記金属ナノワイ
ヤに関係する文献としては、例えば、特開２０１０－８６７１４号公報、特開２０１０－
８７１０５号公報、特開２０１０－２５０１０９号公報、特開２０１０－２５０１１０号
公報、特開２０１０－２５１６１１号公報、特開２０１１－５４４１９号公報、特開２０
１１－６０６８６号公報、特開２０１１－６５７６５号公報、特開２０１１－７０７９２
号公報、特開２０１１－８６４８２号公報、特開２０１１－９６８１３号公報が挙げられ
る。本発明においては、適宜これらの文献に開示された内容を組み合わせて使用すること
ができる。
【００４２】
　第１透明樹脂層１６および第２透明樹脂層２４は、それぞれ第１電極部１２上および第
２電極部２０上に配置され、第１電極部１２と第１保護基板１８との間、および、第２電
極部２０と第２保護基板２６との間の密着性を担保するための層（特に、粘着性透明樹脂
層）である。図１において、第１透明樹脂層１６は、第１引き出し配線部１４のフレキシ
ブルプリント配線板３０と接続する他端が露出するように、第１引き出し配線部１４およ
び第１電極部１２を覆っている。また、第２透明樹脂層２４は、第２引き出し配線部２２
のフレキシブルプリント配線板３０と接続する他端が露出するように、第２引き出し配線
部２２および第２電極部２０を覆っている。図１に示すように、第１透明樹脂層１６およ
び第２透明樹脂層２４の大きさは、第１引き出し配線部１４の他端および第２引き出し配
線部２２の他端が露出するように、通常、絶縁層１０よりも小さい。
　第１透明樹脂層１６および第２透明樹脂層２４の厚みは特に制限されないが、５～３５
０μｍであることが好ましく、３０～１５０μｍであることがより好ましい。上記範囲内
であれば所望の可視光の透過率が得られ、且つ、取り扱いも容易である。
　第１透明樹脂層１６および第２透明樹脂層２４の全光線透過率は、８５～１００％であ
ることが好ましい。
【００４３】
　第１透明樹脂層１６および第２透明樹脂層２４を構成する材料としては、公知の粘着剤
を使用することが好ましく、例えば、ゴム系粘着性絶縁材料、アクリル系粘着性絶縁材料
、シリコーン系粘着性絶縁材料などが挙げられる。なかでも、透明性に優れる観点から、
アクリル系粘着性絶縁材料であることが好ましい。
　上記粘着性絶縁材料の好適態様であるアクリル系粘着性絶縁材料は、アルキル（メタ）
アクリレート由来の繰り返し単位を有するアクリル系ポリマーを主成分としたものである
。なお、（メタ）アクリレートは、アクリレートおよび／またはメタクリレートをいう。
アクリル系粘着性絶縁材料のなかでも、粘着性がより優れる点から、アルキル基の炭素数
が１～１２程度であるアルキル（メタ）アクリレート由来の繰り返し単位を有するアクリ
ル系ポリマーであることが好ましく、上記炭素数のアルキルメタクリレート由来の繰り返
し単位および上記炭素数のアルキルアクリレート由来の繰り返し単位を有するアクリル系
ポリマーがより好ましい。
　上記アクリル系ポリマー中の繰り返し単位のなかには、（メタ）アクリル酸由来の繰り
返し単位が含まれていてもよい。
【００４４】
　第１保護基板１８および第２保護基板２６は、それぞれ第１透明樹脂層１６および第２
透明樹脂層２４上に配置される基板であり、外部環境から第１電極部１２や第２電極部２
０を保護する基板であり、通常、一方の保護基板の主面はタッチ面を構成する。
　第１保護基板１８および第２保護基板２６として、透明基板であることが好ましくプラ
スチックフィルム、プラスチック板、ガラス板等が用いられる。層の厚みはそれぞれの用
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途に応じて適宜選択することが望ましい。
　上記プラスチックフィルムおよびプラスチック板の原料としては、例えば、ポリエチレ
ンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）等のポリエステル類
；ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリスチレン、ＥＶＡ等のポリオレ
フィン類；ビニル系樹脂；その他、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリアミド、ポリイミド
、アクリル樹脂、トリアセチルセルロース（ＴＡＣ）、シクロオレフィン系樹脂（ＣＯＰ
）等を用いることができる。
　また、第１保護基板１８および第２保護基板２６として、液晶ディスプレイや偏光板、
円偏光板などを用いてもよい。
【００４５】
　フレキシブルプリント配線板３０は、基板上に複数の配線および端子が設けられた板で
あり、第１引き出し配線部１４のそれぞれの他端および第２引き出し配線部２２のそれぞ
れの他端に接続され、静電容量式タッチパネル１００と外部の装置（例えば、液晶表示装
置）とを接続する役割を果たす。フレキシブルプリント配線板３０は、図１に示すように
、第１引き出し配線部１４、絶縁層１０および第２引き出し配線部２２を挟持するように
配置される。
【００４６】
　静電容量式タッチパネル１００をＪＩＳ　Ｚ　２３７１の塩水噴霧試験に曝し、２４時
間後に測定した隣り合う第１引き出し配線部１４間および第２引き出し配線部２２間の直
流抵抗は３００ｋΩ以上である。なかでも、５００ｋΩ以上が好ましく、１ＭΩ以上がよ
り好ましい。上記範囲内であれば、静電容量式タッチパネルの歩留まりが向上する。
【００４７】
　なお、図１においては、絶縁層の両面に電極部が配置される静電容量式タッチパネルに
封止層を設ける態様を示したが、後述するようにこれには限定されない。例えば、絶縁層
と絶縁層表面に配置された電極部とを有する電極部付き絶縁層を２枚用意し、電極部同士
が向き合うように、または、一方の電極部付き絶縁層の絶縁層と他方の電極部付き絶縁層
の電極部とが向き合うように、透明樹脂層を介して貼り合せて得られる静電容量式タッチ
パネルで封止層を有する態様も挙げられる。また、さらには、絶縁層の一方の主面上に第
１電極部および第２電極部を設けて得られる静電容量式タッチパネルで封止層を有する態
様も挙げられる。
【００４８】
　静電容量式タッチパネル１００の製造方法は特に制限されず、公知の方法を採用するこ
とができる。
　絶縁層１０上に第１電極部１２および第１引き出し配線部１４、並びに、第２電極部２
０および第２引き出し配線部２２を形成する方法としては、例えば、絶縁層１０の両主面
上に形成された金属箔上のフォトレジスト膜を露光、現像処理してレジストパターンを形
成し、レジストパターンから露出する金属箔をエッチングする方法が挙げられる。
　または、絶縁層１０の両主面上に金属微粒子または金属ナノワイヤを含むペーストを印
刷し、ペーストに金属めっきを行う方法が挙げられる。
　また、絶縁層１０上にスクリーン印刷版またはグラビア印刷版によって印刷形成する方
法、または、インクジェットにより形成する方法も挙げられる。
【００４９】
　さらに、上記方法以外にハロゲン化銀を使用した方法が挙げられる。より具体的には、
絶縁層１０の両面にそれぞれ、ハロゲン化銀とバインダーとを含有するハロゲン化銀乳剤
層（以後、単に感光性層とも称する）を形成する工程（１）、感光性層を露光した後、現
像処理することにより第１電極部１２および第１引き出し配線部１４、並びに、第２電極
部２０および第２引き出し配線部２２を形成する工程（２）を有する方法が挙げられる。
　以下に、各工程に関して説明する。
【００５０】
［工程（１）：感光性層形成工程］
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　工程（１）は、絶縁層１０の両面に、ハロゲン化銀とバインダーとを含有する感光性層
を形成する工程である。
　感光性層を形成する方法は特に制限されないが、生産性の点から、ハロゲン化銀および
バインダーを含有する感光性層形成用組成物を絶縁層１０に接触させ、絶縁層１０の両面
上に感光性層を形成する方法が好ましい。
　以下に、上記方法で使用される感光性層形成用組成物の態様について詳述した後、工程
の手順について詳述する。
【００５１】
　感光性層形成用組成物には、ハロゲン化銀およびバインダーが含有される。
　ハロゲン化銀に含有されるハロゲン元素は、塩素、臭素、ヨウ素およびフッ素のいずれ
であってもよく、これらを組み合わせでもよい。ハロゲン化銀としては、例えば、塩化銀
、臭化銀、ヨウ化銀を主体としたハロゲン化銀が好ましく用いられ、更に臭化銀や塩化銀
を主体としたハロゲン化銀が好ましく用いられる。
　使用されるバインダーの種類は、上述の通りである。また、バインダーはラテックスの
形態で感光性層形成用組成物中に含まれていてもよい。
　感光性層形成用組成物中に含まれるハロゲン化銀およびバインダーの体積比は特に制限
されず、上述した導電性細線３６中における金属とバインダーとの好適な体積比の範囲と
なるように適宜調整される。
【００５２】
　感光性層形成用組成物には、必要に応じて、溶媒が含有される。
　使用される溶媒としては、例えば、水、有機溶媒（例えば、メタノール等のアルコール
類、アセトン等のケトン類、ホルムアミド等のアミド類、ジメチルスルホキシド等のスル
ホキシド類、酢酸エチル等のエステル類、エーテル類等）、イオン性液体、またはこれら
の混合溶媒を挙げることができる。
　使用される溶媒の含有量は特に制限されないが、ハロゲン化銀およびバインダーの合計
質量に対して、３０～９０質量％の範囲が好ましく、５０～８０質量％の範囲がより好ま
しい。
【００５３】
（工程の手順）
　感光性層形成用組成物と絶縁層１０とを接触させる方法は特に制限されず、公知の方法
を採用できる。例えば、感光性層形成用組成物を絶縁層１０に塗布する方法や、感光性層
形成用組成物中に絶縁層１０を浸漬する方法などが挙げられる。
　形成された感光性層中におけるバインダーの含有量は特に制限されないが、０．３～５
．０ｇ／ｍ2が好ましく、０．５～２．０ｇ／ｍ2がより好ましい。
　また、感光性層中におけるハロゲン化銀の含有量は特に制限されないが、導電性細線３
６の導電特性がより優れる点で、銀換算で１．０～２０．０ｇ／ｍ2が好ましく、５．０
～１５．０ｇ／ｍ2がより好ましい。
【００５４】
　なお、必要に応じて、感光性層上にバインダーからなる保護層をさらに設けてもよい。
保護層を設けることにより、擦り傷防止や力学特性の改良がなされる。
【００５５】
［工程（２）：露光現像工程］
　工程（２）は、上記工程（１）で得られた感光性層をパターン露光した後、現像処理す
ることにより第１電極部１２および第１引き出し配線部１４、並びに、第２電極部２０お
よび第２引き出し配線部２２を形成する工程である。
　まず、以下では、パターン露光処理について詳述し、その後現像処理について詳述する
。
【００５６】
（パターン露光）
　感光性層に対してパターン状の露光を施すことにより、露光領域における感光性層中の
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ハロゲン化銀が潜像を形成する。この潜像が形成された領域は、後述する現像処理によっ
て導電性細線を形成する。一方、露光がなされなかった未露光領域では、後述する定着処
理の際にハロゲン化銀が溶解して感光性層から流出し、透明な膜が得られる。
　露光の際に使用される光源は特に制限されず、可視光線、紫外線などの光、または、Ｘ
線などの放射線などが挙げられる。
　パターン露光を行う方法は特に制限されず、例えば、フォトマスクを利用した面露光で
行ってもよいし、レーザービームによる走査露光で行ってもよい。なお、パターンの形状
は特に制限されず、形成したい導電性細線のパターンに合わせて適宜調整される。
【００５７】
（現像処理）
　現像処理の方法は特に制限されず、公知の方法を採用できる。例えば、銀塩写真フィル
ム、印画紙、印刷製版用フィルム、フォトマスク用エマルジョンマスク等に用いられる通
常の現像処理の技術を用いることができる。
　現像処理の際に使用される現像液の種類は特に制限されないが、例えば、ＰＱ現像液、
ＭＱ現像液、ＭＡＡ現像液等を用いることもできる。市販品では、例えば、富士フイルム
社処方のＣＮ－１６、ＣＲ－５６、ＣＰ４５Ｘ、ＦＤ－３、パピトール、ＫＯＤＡＫ社処
方のＣ－４１、Ｅ－６、ＲＡ－４、Ｄ－１９、Ｄ－７２等の現像液、又はそのキットに含
まれる現像液を用いることができる。また、リス現像液を用いることもできる。
　現像処理は、未露光部分の銀塩を除去して安定化させる目的で行われる定着処理を含む
ことができる。定着処理は、銀塩写真フィルムや印画紙、印刷製版用フィルム、フォトマ
スク用エマルジョンマスク等に用いられる定着処理の技術を用いることができる。
　定着工程における定着温度は、約２０℃～約５０℃が好ましく、２５～４５℃がより好
ましい。また、定着時間は５秒～１分が好ましく、７秒～５０秒がより好ましい。
　現像処理後の露光部（導電性細線）に含まれる金属銀の質量は、露光前の露光部に含ま
れていた銀の質量に対して５０質量％以上の含有率であることが好ましく、８０質量％以
上であることが更に好ましい。露光部に含まれる銀の質量が露光前の露光部に含まれてい
た銀の質量に対して５０質量％以上であれば、高い導電性を得ることができるため好まし
い。
【００５８】
　上記工程以外に必要に応じて、以下の下塗層形成工程、アンチハレーション層形成工程
、または加熱処理を実施してもよい。
（下塗層形成工程）
　絶縁層とハロゲン化銀乳剤層との密着性に優れる理由から、上記工程（１）の前に、絶
縁層の両面に上記バインダーを含む下塗層を形成する工程を実施することが好ましい。
　使用されるバインダーは上述の通りである。下塗層の厚みは特に制限されないが、密着
性と相互静電容量の変化率がより抑えられる点で、０．０１～０．５μｍが好ましく、０
．０１～０．１μｍがより好ましい。
（アンチハレーション層形成工程）
　導電性細線の細線化の観点で、上記工程（１）の前に、絶縁層の両面にアンチハレーシ
ョン層を形成する工程を実施することが好ましい。
　アンチハレーション層に用いる材料については、特開２００９－１８８３６０号の段落
００２９から００３２の記載を参照することができる
　相互静電容量の変化率がより抑えられ、また、電極部間の耐マイグレーション性に優れ
る理由から、アンチハレーション層には架橋剤が含有されることが好ましい。架橋剤とし
ては、有機硬膜剤、無機硬膜剤いずれも用いることができるが、硬膜制御の観点で有機硬
膜剤が好ましく、具体例としては、例えば、アルデヒド類、ケトン類、カルボン酸誘導体
、スルホン酸エステル、トリアジン類、活性オレフィン類、イソシアネート、カルボジイ
ミドが挙げられる。
【００５９】
（工程（３）：加熱工程）
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　工程（３）は、上記現像処理の後に加熱処理を実施する工程である。本工程を実施する
ことにより、バインダー間で融着が起こり、導電性細線の硬度がより上昇する。特に、感
光性層形成用組成物中にバインダーとしてポリマー粒子を分散している場合（バインダー
がラテックス中のポリマー粒子の場合）、本工程を実施することにより、ポリマー粒子間
で融着が起こり、所望の硬さを示す導電性細線が形成される。
　加熱処理の条件は使用されるバインダーによって適宜好適な条件が選択されるが、４０
℃以上であることがポリマー粒子の造膜温度の観点から好ましく、５０℃以上がより好ま
しく、６０℃以上が更に好ましい。また、絶縁層のカール等を抑制する観点から、１５０
℃以下が好ましく、１００℃以下がより好ましい。
　加熱時間は特に限定されないが、絶縁層のカール等を抑制する観点、および、生産性の
観点から、１～５分間であることが好ましく、１～３分間であることがより好ましい。
　なお、この加熱処理は、通常、露光、現像処理の後に行われる乾燥工程と兼ねることが
できるため、ポリマー粒子の造膜のために新たな工程を増加させる必要がなく、生産性、
コスト等の観点で優れる。
【００６０】
　なお、上記工程を実施することにより、導電性細線間にはバインダーを含む光透過性部
が形成される。光透過性部における透過率は、３８０～７８０ｎｍの波長領域における透
過率の最小値で示される透過率が９０％以上、好ましくは９５％以上、さらに好ましくは
９７％以上であり、さらにより好ましくは９８％以上であり、最も好ましくは９９％以上
である。
　光透過性部には上記バインダー以外の材料が含まれていてもよく、例えば、銀難溶剤な
どが挙げられる。
　光透過性部に銀難溶剤が含まれることにより、導電性細線間における金属のイオンマイ
グレーションをより抑制することができる。銀難溶剤としては、ｐＫｓｐが９以上である
ことが好ましく、１０～２０であることがより好ましい。銀難溶剤としては特に限定され
ないが、例えば、ＴＴＨＡ（トリエチレンテトラミン六酢酸）などが挙げられる。
　なお、銀の溶解度積Ｋｓｐはこれらの化合物の銀イオンとの相互作用の強さの目安にな
る。Ｋｓｐの測定方法は「坂口喜堅・菊池真一，日本写真学会誌，１３，１２６，（１９
５１）」と「Ａ．Ｐａｉｌｌｉｏｆｅｔ　ａｎｄ　Ｊ．Ｐｏｕｒａｄｉｅｒ，Ｂｕｌｌ．
Ｓｏｃ．ｃｈｉｍ．Ｆｒａｎｃｅ，１９８２，Ｉ－４４５（１９８２）」を参照して測定
することができる。
【００６１】
　第１透明樹脂層１６および第２透明樹脂層２４を形成する方法は特に制限されず、公知
の透明樹脂フィルムを張り合わせる方法や、透明樹脂層を形成する透明樹脂層形成用組成
物を塗布して層を形成する方法などが挙げられる。
　なお、第１透明樹脂層１６および第２透明樹脂層２４を形成する際には、第１引き出し
配線部１４の第１電極部１２と接合している一端とは反対側の他端、および、第２引き出
し配線部２２の第２電極部２０と接合している一端とは反対側の他端が、それぞれ露出す
るように各層が形成される。
【００６２】
　第１保護基板１８および第２保護基板２６を形成する方法は特に制限されず、第１透明
樹脂層１６および第２透明樹脂層２４上にそれぞれ保護基板を張り合わせる方法が挙げら
れる。
　その後、フレキシブルプリント配線板３０の図示しない端子と、露出している第１引き
出し配線部１４および第２引き出し配線部２２の他端とを接続させ、フレキシブルプリン
ト配線板３０を配置して、積層体を得る。
【００６３】
　封止層２８の形成方法は特に制限されないが、例えば、封止層２８を形成する封止層形
成用組成物（例えば、上述したフッ素系樹脂を含むコーティング剤）を所定の位置の塗布
する方法が挙げられる。より具体的には、該組成物中に上記積層体を浸漬する方法や、上
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記積層体の所定の位置に組成物をスプレーコーティングする方法などが挙げられる。
　例えば、第１保護基板１８および第２保護基板２６のそれぞれの主面１８ａおよび２６
ａ以外の全面に封止層を配置する場合は、上記で得られた積層体の第１保護基板１８およ
び第２保護基板２６のそれぞれの主面１８ａおよび２６ａ上に剥離可能な保護フィルムを
配置して、得られた積層体を封止層形成用組成物と接触させ（好ましくは、封止層形成用
組成物中に浸漬）、その後保護フィルムを剥がすことにより、所望の静電容量式タッチパ
ネルを製造することができる。
　なお、上述したコーティング剤は、乾燥性が高いために、常温で放置することにより容
易に乾燥することができ、皮膜を得ることができるが、必要に応じて加熱して乾燥しても
よい。
【００６４】
　なお、封止層形成用組成物の表面張力は、２０ｍＮ／ｍ以下が好ましく、１５ｍＮ／ｍ
以下がより好ましい。また、封止層形成用組成物の粘度は、１００ｃｐｓ以下が好ましく
、５０ｃｐｓ以下がより好ましい。上記範囲であれば、動作不良の発生がより抑制される
。
【００６５】
＜第２の実施形態＞
　図３に、本発明の静電容量式タッチパネルの第２の実施形態の断面図を示す。なお、図
３は、静電容量式タッチパネル２００の層構成に対する理解を容易にするために模式的に
表したものであり、各層の配置を正確に表した図面ではない。
　図３に示すように、静電容量式タッチパネル２００は、第１絶縁層４０と、第１絶縁層
４０の一方の主面上に配置される第１電極部１２および第１引き出し配線部１４と、第１
透明樹脂層１６と、第２電極部２０および第２引き出し配線部２２と、第２絶縁層４２と
、第２透明樹脂層２４と、保護基板４４と、封止層２８と、フレキシブルプリント配線板
３０とを備える。
　図３に示す静電容量式タッチパネル２００は、各層の順番が異なる点を除いて、図１に
示す静電容量式タッチパネル２００と同様の層を有するものであるので、同一の構成要素
には同一の参照符号を付し、その説明を省略する。なお、第１絶縁層４０および第２絶縁
層４２は、図１に示す絶縁層１０と同様の層であり、その定義は上述の通りである。また
、保護基板４４は、図１に示す第１保護基板１８および第２保護基板２６と同様の層であ
り、その定義は上述の通りである。
　また、図３中の第１電極部１２と第２電極部２０とは、図１に示すようにそれぞれ複数
使用されており、両者は図１に示すように互いに直交するように配置されている。
　さらに、第１透明樹脂層１６は、第１引き出し配線部１４および第２引き出し配線部２
２のそれぞれの他端が露出するように、第１電極部１２および第１引き出し配線部１４上
、並びに、第２電極部２０および第２引き出し配線部２２上に配置される。
【００６６】
　図３に示す、静電容量式タッチパネル２００は、絶縁層と絶縁層表面に配置された電極
部および引き出し配線部とを有する電極部付き絶縁層を２枚用意し、電極部同士が向き合
うように、透明樹脂層を介して貼り合せて得られる静電容量式タッチパネルに該当する。
図３に示すように、封止層２８は、第１絶縁層４０と第２絶縁層４２との間から露出して
いる第１透明樹脂層１６の周縁部を含む静電容量式タッチパネル２００の周縁部の表面上
、第１引き出し配線部１４の第１透明樹脂層１６およびフレキシブルプリント配線板３０
で覆われていない露出面上、および、第２引き出し配線部２２の第１透明樹脂層１６およ
びフレキシブルプリント配線板３０で覆われていない露出面上にそれぞれに配置されてい
る。
【００６７】
＜第３の実施形態＞
　図４に、本発明の静電容量式タッチパネルの第３の実施形態の断面図を示す。なお、図
４は、静電容量式タッチパネル３００の層構成に対する理解を容易にするために模式的に
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表したものであり、各層の配置を正確に表した図面ではない。
　図４に示すように、静電容量式タッチパネル３００は、第１絶縁層４０と、第１絶縁層
４０の一方の主面上に配置される第１電極部１２および第１引き出し配線部１４と、第１
透明樹脂層１６と、第２絶縁層４２と、第２電極部２０および第２引き出し配線部２２と
、第２透明樹脂層２４と、保護基板４４と、封止層２８と、フレキシブルプリント配線板
３０とを備える。
　図４に示す静電容量式タッチパネル３００は、各層の順番が異なる点を除いて、図３に
示す静電容量式タッチパネル３００と同様の層を有するものであるので、同一の構成要素
には同一の参照符号を付し、その説明を省略する。
　なお、図４中の第１電極部１２と第２電極部２０とは、図１に示すようにそれぞれ複数
使用されており、両者は図１に示すように互いに直交するように配置されている。
　さらに、第１透明樹脂層１６は、第１引き出し配線部１４の他端が露出するように、第
１電極部１２および第１引き出し配線部１４上に配置される。また、第２透明樹脂層２４
は、第２引き出し配線部２２の他端が露出するように、第２電極部２０および第２引き出
し配線部２２上に配置される。
【００６８】
　図４に示す、静電容量式タッチパネル３００は、絶縁層と絶縁層表面に配置された電極
部および引き出し配線部とを有する電極部付き絶縁層を２枚用意し、一方の電極部付き絶
縁層の絶縁層と他方の電極部付き絶縁層の電極部とが向き合うように、透明樹脂層を介し
て貼り合せて得られる静電容量式タッチパネルに該当する。
　図４に示すように、封止層２８は、第１絶縁層４０と第２絶縁層４２との間から露出し
ている第１透明樹脂層１６の周縁部の表面上および第２絶縁層４２と保護基板４４との間
から露出している第２透明樹脂層２４の周縁部の表面上を含む静電容量式タッチパネル３
００の周縁部の表面上、第１引き出し配線部１４の第１透明樹脂層１６およびフレキシブ
ルプリント配線板３０で覆われていない露出面上、および、第２引き出し配線部２２の第
２透明樹脂層２４およびフレキシブルプリント配線板３０で覆われていない露出面上にそ
れぞれに配置されている。
【００６９】
＜第４の実施形態＞
　図５（Ａ）および（Ｂ）に、本発明の静電容量式タッチパネルの第４の実施形態の模式
図を示す。図５（Ａ）は、静電容量式タッチパネル４００の断面図であり、（Ｂ）は一部
平面図である。なお、図５は、静電容量式タッチパネル４００の層構成に対する理解を容
易にするために模式的に表したものであり、各層の配置を正確に表した図面ではない。
　静電容量式タッチパネル４００は、第１絶縁層４０の表面に、複数のジャンパー４６と
、第２絶縁層４２と、第１電極部１２と、図示しない第１引き出し配線部と、第２電極部
２０と、図示しない第２引き出し配線部と、透明樹脂層４８と、保護基板４４と、図示し
ない封止層２８と、図示しないフレキシブルプリント配線板とを備える。
　なお、透明樹脂層４８は、上述した第１透明樹脂層１６および第２透明樹脂層２４と同
様の層であり、その定義は上述の通りである。
【００７０】
　ジャンパー４６は、導電性材料から形成され、第１絶縁層４０の表面にＸ軸方向および
Ｙ軸方向に行列状に配列されている。ジャンパー４６の各々は、Ｘ軸方向に整列する第２
電極部２０をＸ軸方向に接続するためのものである。ジャンパー４６は、例えば、メタル
（ＭＡＭ、ＡＰＣその他）やＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ Ｔｉｎ Ｏｘｉｄｅ：酸化インジウム
すず）、ＰＥＤＯＴ（ポリエチレンジオキシチオフェン）等の導電性高分子で形成するこ
とができる。ここで、ＭＡＭは、Ｍｏ（モリブデン）／Ａｌ（アルミニウム）／Ｍｏの略
称で３層構造の導電材料である。また、ＡＰＣは銀／パラジウム／銅の合金である。
【００７１】
　第２絶縁層４２は、ジャンパー４６および第１絶縁層４０の表面全体を覆うように積層
することにより形成される。第１電極部１２とジャンパー４６とが重なり合う部分の第２
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絶縁層４２には、ジャンパー４６の表面にまで達するスルーホール５０が設けられる。
【００７２】
　図５（Ｂ）に示すように、静電容量式タッチパネル４００は、同一レイヤー内に、Ｘ軸
方向およびこれと直交するＹ軸方向に間欠的に配列される第２電極部２０と、Ｘ軸方向お
よびＹ軸方向に配列されると共に各々が第２電極部２０の行間および列間に配置される第
１電極部１２とを備える。Ｘ軸方向に整列する第２電極部２０の各々は、第２絶縁層４２
上においてはＸ軸方向およびＹ軸方向のいずれにも相互に接続されていないが、スルーホ
ール５０を介して第１絶縁層４０上のジャンパー４６に電気的に接続された状態となる。
一方、第１電極部１２の各々は、Ｘ軸方向およびＹ軸方向に配列されると共に各々が第１
電極部１２の行間および列間に配置され、第２絶縁層４２上において、接続部５２を介し
てＹ軸方向に相互に連結されている。
【００７３】
　第１電極部１２および第２電極部２０には、図示しない第１引き出し配線部および第２
引き出し配線部の一端がそれぞれ接続している。
　透明樹脂層４８は、図示しない第１引き出し配線部および第２引き出し配線部の他端が
露出するように、第１電極部１２および第２電極部２０上、並びに、図示しない第１引き
出し配線部および第２引き出し配線部上に配置される。
　保護基板４４は、透明樹脂層４８上に配置される。
　なお、第１引き出し配線部および第２引き出し配線部の他端には、図示しないフレキシ
ブルプリント配線板が接続している。
【００７４】
　図示しない封止層は、第１絶縁層４０と保護基板４４との間から露出している透明樹脂
層４８の周縁部の表面上、および、図示しない第１引き出し配線部および第２引き出し配
線部の透明樹脂層４８およびフレキシブルプリント配線板で覆われていない露出面上にそ
れぞれに配置されている。
【００７５】
＜第５の実施形態＞
　図６（Ａ）および（Ｂ）に、本発明の静電容量式タッチパネルの第５の実施形態の模式
図を示す。図６（Ａ）は、静電容量式タッチパネル５００の断面図であり、（Ｂ）は一部
平面図である。なお、図６は、静電容量式タッチパネル５００の層構成に対する理解を容
易にするために模式的に表したものであり、各層の配置を正確に表した図面ではない。
　静電容量式タッチパネル５００は、第１絶縁層４０の表面に、第１電極部１２と、図示
しない第１引き出し配線部と、第２電極部２０と、図示しない第２引き出し配線部と、第
２絶縁層４２と、ジャンパー４６と、透明樹脂層４８と、保護基板４４と、図示しない封
止層と、図示しないフレキシブルプリント配線板とを備える。
【００７６】
　図６（Ｂ）に示すように、第１電極部１２は、Ｙ軸方向に繋がるように第１絶縁層４０
上にパターン形成されており、第２電極部２０は、第１電極部１２と交差する部分を覆う
ように第２絶縁層４２が配置され、この第２絶縁層４２の上を跨ぐようにして設けられる
ジャンパー４６を介して、Ｘ軸方向に電気的に接続されている。
　第１電極部１２および第２電極部２０には、図示しない第１引き出し配線部および第２
引き出し配線部の一端がそれぞれ接続している。
　透明樹脂層４８は、図示しない第１引き出し配線部および第２引き出し配線部の他端が
露出するように、第１電極部１２および第２電極部２０上、並びに、図示しない第１引き
出し配線部および第２引き出し配線部上に配置される。
　保護基板４４が、透明樹脂層４８上に配置される。
　なお、第１引き出し配線部および第２引き出し配線部の他端には、図示しないフレキシ
ブルプリント配線板が接続している。
　図示しない封止層は、第１絶縁層４０と保護基板４４との間から露出している透明樹脂
層４８の周縁部の表面上、および、図示しない第１引き出し配線部および第２引き出し配
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線部の透明樹脂層４８およびフレキシブルプリント配線板で覆われていない露出面上にそ
れぞれに配置されている。
【００７７】
＜第６の実施形態＞
　図７（Ａ）および（Ｂ）に、本発明の静電容量式タッチパネルの第６の実施形態の模式
図を示す。図７（Ａ）は、静電容量式タッチパネル６００の断面図であり、（Ｂ）は一部
平面図である。なお、図７は、静電容量式タッチパネル６００の層構成に対する理解を容
易にするために模式的に表したものであり、各層の配置を正確に表した図面ではない。
　静電容量式タッチパネル６００は、絶縁層１０の表面に、複数の電極部５４および複数
の引き出し配線部５６と、透明樹脂層４８と、保護基板４４と、図示しない封止層と、図
示しないフレキシブルプリント配線板とを備える。
　なお、電極部５４は、上述した第１電極部１６および第２電極部２０と同様の部材であ
り、その定義は上述の通りである。また、引き出し配線部５６は、上述した第１引き出し
配線部１４および第２引き出し配線部２２と同様の部材であり、その定義は上述の通りで
ある。
【００７８】
　図７（Ｂ）に示すように、電極部５４は略二等辺三角形状の形状を有し、複数の電極部
５４が互い違いに位置するように絶縁層１０上に配置される。
　複数の引き出し配線部５６は、それぞれ一端が対応する電極部５４に接続されている。
　透明樹脂層４８は、引き出し配線部５６の他端が露出するように、電極部５４および引
き出し配線部５６上に配置される。
　保護基板４４は、透明樹脂層４８上に配置される。
　なお、引き出し配線部５６の他端には、図示しないフレキシブルプリント配線板が接続
している。
　図示しない封止層は、絶縁層１０と保護基板４４との間から露出している透明樹脂層４
８の周縁部の表面上、および、引き出し配線部５６の透明樹脂層４８およびフレキシブル
プリント配線板で覆われていない露出面上にそれぞれに配置されている。
【００７９】
　上述した本発明の静電容量式タッチパネルは種々の用途に適用でき、例えば、入力装置
などに適用できる。
　本発明の静電容量式タッチパネルを含む入力装置の構成は特に制限されないが、例えば
、図８に示す態様が挙げられる。図８（Ａ）に示す態様はいわゆるアウトセル型の態様に
該当し、バックライト１１０と、第１偏光板１２０と、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）１３
０と、第２偏光板１４０と、本発明の静電容量式タッチパネル１５０と、保護基板１６０
とをこの順で含む入力装置１７０ａが挙げられる。なお、第２偏光板１４０と静電容量式
タッチパネル１５０との間は、図示しないスペーサーが配置されている。
　また、入力装置の態様としては図８（Ａ）の態様に限定されず、例えば、図８（Ｂ）に
示す、バックライト１１０と、第１偏光板１２０と、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）１３０
と、第２偏光板１４０と、粘着層１８０と、本発明の静電容量式タッチパネル１５０と、
保護基板１６０とをこの順で含む入力装置１７０ｂが挙げられる。
　さらに、入力装置の別態様としては、図８（Ｃ）に示す、バックライト１１０と、第１
偏光板１２０と、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）１３０と、本発明の静電容量式タッチパネ
ル１５０と、第２偏光板１４０と、保護基板１６０とをこの順で含む入力装置１７０ｃが
挙げられる。
【００８０】
　本発明に静電容量式タッチパネルは、上述の実施の形態に限らず、本発明の要旨を逸脱
することなく、種々の構成を採り得ることはもちろんである。また、特開２０１１－１１
３１４９号公報、特開２０１１－１２９５０１号公報、特開２０１１－１２９１１２号公
報、特開２０１１－１３４３１１号公報、特開２０１１－１７５６２８号公報などに開示
の技術と適宜組み合わせて使用することができる。
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【実施例】
【００８１】
　以下、実施例により、本発明について更に詳細に説明するが、本発明はこれらに限定さ
れるものではない。
【００８２】
＜実施例Ａ＞
＜実施例１＞
（ハロゲン化銀乳剤の調製）
　３８℃、ｐＨ４．５に保たれた下記１液に、下記の２液および３液の各々９０％に相当
する量を攪拌しながら同時に２０分間にわたって加え、０．１６μｍの核粒子を形成した
。続いて下記４液および５液を８分間にわたって加え、更に、下記の２液および３液の残
りの１０％の量を２分間にわたって加え、０．２１μｍまで成長させた。更に、ヨウ化カ
リウム０．１５ｇを加え、５分間熟成し粒子形成を終了した。
【００８３】
　１液：
　　　水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７５０ｍｌ
　　　ゼラチン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９ｇ
　　　塩化ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　３ｇ
　　　１，３－ジメチルイミダゾリジン－２－チオン　２０ｍｇ
　　　ベンゼンチオスルホン酸ナトリウム　　　　　　１０ｍｇ
　　　クエン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．７ｇ
　２液：
　　　水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３００ｍｌ
　　　硝酸銀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５０ｇ
　３液：
　　　水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３００ｍｌ
　　　塩化ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　３８ｇ
　　　臭化カリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　３２ｇ
　　　ヘキサクロロイリジウム（ＩＩＩ）酸カリウム
　　　　（０．００５％ＫＣｌ　２０％水溶液）　　　　８ｍｌ
　　　ヘキサクロロロジウム酸アンモニウム
　　　　　（０．００１％ＮａＣｌ　２０％水溶液）　　１０ｍｌ
　４液：
　　　水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００ｍｌ
　　　硝酸銀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０ｇ
　５液：
　　　水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００ｍｌ
　　　塩化ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　１３ｇ
　　　臭化カリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　１１ｇ
　　　黄血塩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５ｍｇ
【００８４】
　その後、常法に従い、フロキュレーション法によって水洗した。具体的には、温度を３
５℃に下げ、硫酸を用いてハロゲン化銀が沈降するまでｐＨを下げた（ｐＨ３．６±０．
２の範囲であった）。次に、上澄み液を約３リットル除去した（第一水洗）。更に３リッ
トルの蒸留水を加えてから、ハロゲン化銀が沈降するまで硫酸を加えた。再度、上澄み液
を３リットル除去した（第二水洗）。第二水洗と同じ操作を更に１回繰り返して（第三水
洗）、水洗・脱塩工程を終了した。水洗・脱塩後の乳剤をｐＨ６．４、ｐＡｇ７．５に調
整し、ゼラチン３．９g、ベンゼンチオスルホン酸ナトリウム１０ｍｇ、ベンゼンチオス
ルフィン酸ナトリウム３ｍｇ、チオ硫酸ナトリウム１５ｍｇと塩化金酸１０ｍｇを加え５
５℃にて最適感度を得るように化学増感を施し、安定剤として１，３，３ａ，７－テトラ
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アザインデン１００ｍｇ、防腐剤としてプロキセル（商品名、ＩＣＩ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
製）１００ｍｇを加えた。最終的に得られた乳剤は、沃化銀を０．０８モル％含み、塩臭
化銀の比率を塩化銀７０モル％、臭化銀３０モル％とする、平均粒子径０．２２μｍ、変
動係数９％のヨウ塩臭化銀立方体粒子乳剤であった。
【００８５】
（感光性層形成用組成物の調製）
　上記乳剤に１，３，３ａ，７－テトラアザインデン１．２×１０-4モル／モルＡｇ、ハ
イドロキノン１．２×１０-2モル／モルＡｇ、クエン酸３．０×１０-4モル／モルＡｇ、
２，４－ジクロロ－６－ヒドロキシ－１，３，５－トリアジンナトリウム塩０．９０ｇ／
モルＡｇを添加し、クエン酸を用いて塗布液ｐＨを５．６に調整して、感光性層形成用組
成物を得た。
【００８６】
（感光性層形成工程）
　厚み１００μｍのポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルムにコロナ放電処理を
施した後、上記ＰＥＴフィルムの両面に、下塗層として厚み０．１μｍのゼラチン層、さ
らに下塗層上に光学濃度が約１．０で現像液のアルカリにより脱色する染料を含むアンチ
ハレーション層を設けた。上記アンチハレーション層の上に、上記感光性層形成用組成物
を塗布し、さらに厚み０．１５μｍのゼラチン層を設け、両面に感光性層が形成されたＰ
ＥＴフィルムを得た。得られたフィルムをフィルムＡとする。形成された感光性層は、銀
量６．０ｇ／ｍ2、ゼラチン量１．０ｇ／ｍ2であった。
【００８７】
（露光現像工程）
　上記フィルムＡの両面に、図１に示すようなタッチパネルセンサーパターン（第１電極
部および第２電極部）および引き出し配線部（第１引き出し配線部および第２引き出し配
線部）を配したフォトマスクを介し、高圧水銀ランプを光源とした平行光を用いて露光を
行った。露光後、下記の現像液で現像し、更に定着液（商品名：ＣＮ１６Ｘ用Ｎ３Ｘ－Ｒ
、富士フィルム社製）を用いて現像処理を行った。さらに、純水でリンスし、乾燥するこ
とで、両面にＡｇ細線からなる電極パターンとゼラチン層とが形成されたＰＥＴフィルム
を得た。ゼラチン層はＡｇ細線間に形成されていた。得られたフィルムをフィルムＢとす
る。なお、引き出し配線部のＬ／Ｓ（ライン／スペース）は１００μｍ／１００μｍであ
った。
【００８８】
（現像液の組成）
　現像液１リットル（Ｌ）中に、以下の化合物が含まれる。
　　　　ハイドロキノン　　　　　　　　　　０．０３７ｍｏｌ／Ｌ
　　　　Ｎ－メチルアミノフェノール　　　　０．０１６ｍｏｌ／Ｌ
　　　　メタホウ酸ナトリウム　　　　　　　０．１４０ｍｏｌ／Ｌ
　　　　水酸化ナトリウム　　　　　　　　　０．３６０ｍｏｌ／Ｌ
　　　　臭化ナトリウム　　　　　　　　　　０．０３１ｍｏｌ／Ｌ
　　　　メタ重亜硫酸カリウム　　　　　　　０．１８７ｍｏｌ／Ｌ
【００８９】
　上記で得られたフィルムＢの一方の面上（ボトム面）に３Ｍ社製ＯＣＡ（＃８１４６－
４：１００マイクロメートル厚）、きもと社製ハードコートフイルム（Ｇ１ＳＢＦ：５０
マイクロメートル厚）をこの順に積層した。さらに、フィルムＢの他方の面上（トップ面
）に３Ｍ社製ＯＣＡ（＃８１４６－４：１００マイクロメートル厚）を貼り合わせたもの
を作製した。なお、ＦＰＣ圧着部に相当する第１引き出し配線部および第２引き出し配線
部のそれぞれの他端上に位置するＯＣＡおよびハードコートフイルムの部分は、事前にく
りぬきＦＰＣが圧着できるようにした。
　上記積層体を略センサーサイズの０．７ｍｍ厚のソーダライムガラスと同じ大きさに外
形を整え、ＦＰＣをソニーケミカルズ社製ＡＣＦ（ＣＰ９０６ＡＭ－２５ＡＣ）で圧着接
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合したのちに、トップ側に上記ソーダライムガラスを貼り付け、タッチパネルを作製した
。
【００９０】
　上記方法で作製したタッチパネルを、ＦＧ－３０３０Ｃ－２０（フロロテクノロジー社
製、フッ素系表面処理剤）中に１０秒間浸漬させた後、５０ｍｍ/秒の条件で引き上げ、
室温で３０分乾燥させ、ＦＧ－３０３０Ｃ－２０より形成される封止層を全面コートさせ
たタッチパネルを得た。ＦＧ－３０３０Ｃ－２０の表面張力は１９ｍＮ/ｍ、粘度は２５
ｃｐｓであった。なお、形成された封止層の厚みは１０μｍであった。その後、この得ら
れたタッチパネルを用いて、ＪＩＳ　Ｚ　２７３１に準拠して中性条件で塩水噴霧試験を
行った。さらに、引き続き、６０℃/９０％の高温高湿中に晒して９６時間吸湿させた後
、絶縁抵抗を測定した。表１に結果を記載した。なお、塩水噴霧試験前後の隣り合う引き
出し配線部間の絶縁抵抗値はテスタープローブを用いて測定し、全配線部間の平均値を算
出した。
　なお、封止層の厚みは、光干渉式膜厚計（Ｋ－ＭＡＣ社、ＳＴ－２０００ＤＬＸｎ）を
用いて、任意の２０箇所以上の場所の厚みを測定し、それらを算術平均した平均値である
。
【００９１】
　上記９６時間の吸湿後のタッチパネルの動作確認を実施し、以下の基準に従って評価し
た。結果は表１に示す。なお、以下でラインとは、第１電極部および第２電極部を意図す
る。
「Ａ」：全てのラインで動作が確認された。
「Ｂ」：一部のラインで動作不良が確認された。
「Ｃ」：全てのラインで動作不良が確認された。
【００９２】
（歩留り評価）
　上記手順に従って作製したタッチパネル５０ピースを、塩水試験噴霧した後９６時間吸
湿させた後、更に６０℃/９０％環境下で２４０時間放置した後のタッチパネルの動作確
認を実施し、全てのラインで動作が確認される「Ａ」ランクのタッチパネルの割合（％）
［（「Ａ」ランクのタッチパネルの数／５０）×１００］を評価した。結果は表１に示す
。なお、ラインとは、第１電極部および第２電極部を意図する。
【００９３】
＜実施例２＞
　上記方法で作製したタッチパネルをＦＧ－３０３０Ｃ－２０（フロロテクノロジー社製
、フッ素系表面処理剤）中に１０秒間浸漬させた後の引き上げ速度を、５０ｍｍ/秒から
３０ｍｍ/秒の条件に変更した以外は、実施例１と同様の手順に従ってタッチパネルを製
造し、各種評価を行った。結果を表１にまとめて示す。
【００９４】
＜実施例３＞
　上記方法で作製したタッチパネルをＦＧ－３０３０Ｃ－２０（フロロテクノロジー社製
、フッ素系表面処理剤）中に１０秒間浸漬させた後の引き上げ速度を、５０ｍｍ/秒から
２０ｍｍ/秒の条件に変更した以外は、実施例１と同様の手順に従ってタッチパネルを製
造し、各種評価を行った。結果を表１にまとめて示す。
【００９５】
＜実施例４＞
　上記方法で作製したタッチパネルをＦＧ－３０３０Ｃ－２０（フロロテクノロジー社製
、フッ素系表面処理剤）中に１０秒間浸漬させた後の引き上げ速度を、５０ｍｍ/秒から
１０ｍｍ/秒の条件に変更した以外は、実施例１と同様の手順に従ってタッチパネルを製
造し、各種評価を行った。結果を表１にまとめて示す。
【００９６】
＜実施例５＞
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　実施例1と同様に作製したタッチパネルのハードコートフイルムおよびガラス面上に、
タッチパネルサイズより１ｍｍ小さなサイズに切った保護フィルム（ＰＡＣ３-７０、サ
ンエー化研）を貼った状態で、ＦＧ－３０３０Ｃ－２０（フロロテクノロジー社製、フッ
素系表面処理剤）中に１０秒間浸漬させた後、５０ｍｍ/秒の条件で引き上げ、室温で３
０分乾燥させ、保護フィルムを剥がして、ＦＧ－３０３０Ｃ－２０より形成される封止層
をタッチパネル側面端部にコートさせたタッチパネルを得た。なお、タッチパネル端部に
形成された封止層の厚みは１０μｍであった。
　実施例５で得られたタッチパネルは、保護フィルムで保護したハードコートフイルムお
よびガラス面上以外の部分（主に、側端部）に封止層が配置されている。
【００９７】
＜比較例１＞
　実施例１で実施したＦＧ－３０３０Ｃ－２０中への浸漬を実施せず、封止層を作製しな
かった以外は、実施例１と同様の手順に従ってタッチパネルを製造し、各種評価を行った
。結果を表１にまとめて示す。
【００９８】
＜比較例２＞
　封止層の厚みを１０μｍから０．５μｍとなるようにした以外は、実施例１と同様の手
順に従ってタッチパネルを製造し、各種評価を行った。結果を表１にまとめて示す。
【００９９】
＜比較例３＞
　ＦＧ－３０３０Ｃ－２０の代わりにアクリル樹脂（ＵＶ硬化型接着剤ＮＯＡ７６、ＮＯ
ＲＬＡＮＤ社製）を使用して、ＵＶ硬化を行い、全面コートした以外は、実施例１と同様
の手順に従ってタッチパネルを製造し、各種評価を行った。結果を表１にまとめて示す。
【０１００】
＜比較例４＞
　ＦＧ－３０３０Ｃ－２０の代わりにエポキシ樹脂（アラルダイトスタンダード、チバガ
イギー社製）を使用して、ＵＶ硬化を行い、全面コートした以外は、実施例１と同様の手
順に従ってタッチパネルを製造し、各種評価を行った。結果を表１にまとめて示す。
【０１０１】
＜比較例５＞
　ＦＧ－３０３０Ｃ－２０の代わりにシリコーン系樹脂（HIPEC－R6101／東レダウコーニ
ング）を使用して、ＵＶ硬化を行い、全面コートした以外は、実施例１と同様の手順に従
ってタッチパネルを製造し、各種評価を行った。結果を表１にまとめて示す。
【０１０２】
　実施例１～５および比較例２～５で製造した封止層の水蒸気透過度を、上述した方法に
従って測定した。結果は表１にまとめて示す。
【０１０３】
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【表１】

【０１０４】
　上記表１中、「＞１０ＭΩ」とは１０ＭΩ以上であることを意味する。
【０１０５】
　上記表１に示すように、本発明の静電容量式タッチパネルを使用した実施例１～５にお
いては、塩水試験後においても絶縁抵抗が３００ＭΩ以上あり、塩水試験後の動作不良が
起きていなかった。なかでも、封止層の厚みが２μｍ以上（より好ましくは４μｍ以上）
の場合、歩留りが向上し、より優れた効果が得られることが確認された。
　一方、封止層を設けていない比較例１においては、塩水試験後において絶縁抵抗が大き
く低下し、塩水試験後の動作不良が起こっていた。
　また、封止層の厚みが０．５μｍである比較例２、所定の水蒸気透過度を示さない封止
層を使用した比較例３～５においても、塩水試験後において絶縁抵抗が大きく低下し、塩
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水試験後の動作不良が起こっていた。
【０１０６】
＜実施例Ｂ＞
（銀ナノワイヤ分散物の調製）
　銀ナノワイヤは、CAMBRIOS社の米国出願特許に記載されている合成方法（（公開番号　
ＵＳ２００８／０２１００５２、ＥＸＡＭＰＬＥ　８）に沿って作製した。以下に詳細条
件を示す。
【０１０７】
　硝酸銀１．９ｇを１，２－プロピレングリコール１１５．７９ｇに溶解し、反応液Ａを
調整した。ポリビニルピロリドン（Aldrich社製　分子量５５０００）１．９９ｇを１，
２－プロピレングリコール１００ｇに溶解し、反応液Ｂを調整した。テトラブチルアンモ
ニウムクロリド（Aldrich社製）０．２８８ｇを１，２－プロピレングリコール１９９．
７１ｇに溶解し、反応液Ｃを調整した。３００ｍLのガラス製三つ口フラスコに反応液Ｂ
を４２．６８ｇ、反応液Ｃを１０ｇ投入し、２５℃の環境下でテフロン製攪拌羽を用いて
１６０ｒｐｍの攪拌速度で混合液を攪拌した。攪拌を続けた状態で、反応液Ａを５２．６
５ｇ投入し、投入後に攪拌速度を３２０ｒｐｍに設定して１５分攪拌を行った。１５分後
にフラスコをオイルバスに浸漬し、フラスコ内の液温が８０℃になるようにオイルバスを
昇温して温度調整を行った。昇温開始２０時間後に、フラスコ内の反応液を取り出した。
取り出した反応液４５ｇを遠心分離用の遠沈管にいれ、純水を２７０ｇ投入し、３０００
ｒｐｍで１５分遠心分離を行った。遠心分離後に上澄みを除去し、沈降物に少量の純水を
入れ、銀ナノワイヤ分散物９．６ｇを回収した。
【０１０８】
　得られた銀ナノワイヤの形状を、透過型電子顕微鏡で観察した。銀ナノワイヤの透過型
電子顕微鏡像を図９に示す。ワイヤ径およびワイヤ長さを測定した結果、平均ワイヤ径は
３２．１４ｎｍ（計測本数　１６１本、変動係数　１４．６％）、平均ワイヤ長は７．９
２μｍ（計測本数　２３７本、変動係数２９．３％）であった。計測したワイヤ径および
ワイヤ長のヒストグラムを図１０に示す。
【０１０９】
（導電層形成用組成物の調製）
　導電層の形成は、ＣＡＭＢＲＩＯＳ社の米国出願特許に記載されている塗布液処方（公
開番号ＵＳ２００８／０２５９２６２、ＥＸＡＭＰＬＥ　２）に沿って調製した。以下に
詳細条件を示す。
【０１１０】
　以下重量％になるように、導電層形成用塗布液を調製した。
銀ナノワイヤ：　０．２重量％
ＨＰＭＣ（ヒドロキシプロピルメチルセルロース）：　０．４重量％
Ｔｒｉｔｏｎ-Ｘ１００：　０．０２５重量％
水：　４９．３７５重量％
イソプロパノール：　５０．０重量％
【０１１１】
（導電層形成）
　調製した塗布液を、厚み１２５μｍのポリエチレンテレフタレートフィルム表面上に、
材質がｓｕｓのシム（シム厚み５０μｍ）を装着したスリットダイコートを使用して塗布
し、１００℃で１分間乾燥し、「導電層Ａ」を形成した。導電層Ａの表面抵抗値をロレス
ター四端子法で測定した結果、５０Ω/□であった。
【０１１２】
（保護層形成用組成物の調製）
　下記化合物を混合・攪拌して、保護層塗布液を調製した。
綜研化学（株）製フォレットＧＳ-１０００（直鎖アクリル系樹脂、固形分濃度３０質量
％）：５００ｇ
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ダイキン工業（株）製オブツールＤＡＣ（固形分濃度２０質量％）：０．７５ｇ
酢酸エチル：１５０１．２５ｇ
【０１１３】
＜保護層形成＞
　調製した保護層塗布液を上記導電層Ａの上に、材質がｓｕｓのシム（シム厚み５０μｍ
）を装着したスリットダイコートを使用して塗布し、１２０℃で２分間乾燥し、８００ｎ
ｍの保護層を設け、導電積層体を形成した。
【０１１４】
　導電層のパターニングは、ＩＴＯ導電膜の一般的なパターニング方法を参考に実施した
。以下に詳細条件を示す。
【０１１５】
（第１電極パターン（第１電極部）の形成）
　上記方法で得られた導電積層体表面に、エッチングマスク材をネガ型フォトレジスト方
式で形成し、銀を溶解するエッチング液に浸漬することで導電層の導電部と非導電部を形
成した。
〔ネガレジスト処方〕
（合成例１）バインダー（Ａ－１）の合成
　共重合体を構成するモノマー成分として、ＭＡＡ（メタクリル酸；７．７９ｇ）、Ｂｚ
ＭＡ（ベンジルメタクリレート；３７．２１ｇ）を使用し、ラジカル重合開始剤としてＡ
ＩＢＮ（２，２’－アゾビス(イソブチロニトリル)；０．５ｇ）を使用し、これらを溶剤
ＰＧＭＥＡ（プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート；５５．００ｇ）中に
おいて重合反応させることにより下記式で表されるバインダー（Ａ－１）のＰＧＭＥＡ溶
液（固形分濃度：４５質量％）を得た。なお、重合温度は、温度６０℃乃至１００℃に調
整した。
　分子量はゲルパーミエーションクロマトグラフィ法（ＧＰＣ）を用いて測定した結果、
ポリスチレン換算による重量平均分子量（Ｍｗ）は３０，０００、分子量分布（Ｍｗ／Ｍ
ｎ）は２．２１であった。
【化１】

【０１１６】
－感光性組成物（１）の調製－
　バインダー（Ａ－１）３．８０質量部（固形分４０．０質量％、ＰＧＭＥＡ溶液）、感
光性化合物としてのＫＡＹＡＲＡＤ　ＤＰＨＡ（日本化薬株式会社製）１．５９質量部、
光重合開始剤としてのＩＲＧＡＣＵＲＥ３７９（チバ・スペシャルティ・ケミカルズ株式
会社製）０．１５９質量部、架橋剤としてのＥＨＰＥ－３１５０（ダイセル化学株式会社
製）０．１５０質量部、メガファックＦ７８１Ｆ（ＤＩＣ株式会社製）０．００２質量部
、およびＰＧＭＥＡ１９．３質量部を加え、攪拌し、感光性組成物（１）を調製した。
－レジストパターニング（エッチングマスク材付与）工程－
　上記で得られた導電積層体上に、感光性組成物（１）を乾燥膜厚５μｍとなるようバー
塗布し、１５０℃のオーブンで５分間乾燥した。この基板に露光ガラスマスク上から、高
圧水銀灯ｉ線（３６５ｎｍ）を４００ｍＪ／ｃｍ2（照度５０ｍＷ／ｃｍ2）露光を行った
。
　露光後の基板を、１％水酸化ナトリウム水溶液（３５℃）でシャワー現像６０秒間を行
った。シャワー圧は０．０８ＭＰａ、ストライプパターンが出現するまでの時間は３０秒
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であった。純水のシャワーでリンスした後、５０℃で１分間乾燥し、レジストパターン付
導電積層体を作製した。
　なお、露光ガラスマスクは、静電容量式タッチパネルのセンサー電極が形成可能なマス
クを用いた。
－エッチング工程－
　レジストパターン付導電積層体を、エッチング液（硝酸）に浸漬した。３５℃に調整し
たエッチング液に２分間浸漬させてエッチング処理を行い、純水のシャワーでリンスした
後、エアーナイフでサンプル表面の水を吹き飛ばし、６０℃で５分間乾燥し、レジストパ
ターン付パターン状導電積層体を作製した。
－レジスト剥離工程－
　エッチング後のレジストパターン付パターン状導電積層体を、３５℃に保温した２．３
８％テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液でシャワー現像７５秒間を行った。シ
ャワー圧は３．０ＭＰａであった。純水のシャワーでリンスした後、エアーナイフでサン
プル表面の水を吹き飛ばし、６０℃で５分間乾燥し、第１電極パターン部材を作製した。
作製した第１電極パターン部材の電極部の端子間抵抗値をテスターで測定した結果、所望
の抵抗値を示し、隣接電極部間の絶縁抵抗値は１０ＭΩ以上であった。
【０１１７】
（第２電極パターン（第２電極部）の形成）
　次に、第１電極パターンの形成方法と向きが９０度異なる以外は同様な方法で第２電極
パターン部材を作製した。得られた第２電極パターン部材の電極部の端子間抵抗値をテス
ターで測定した結果、所望の抵抗値を示し、隣接電極部間の絶縁抵抗値は１０ＭΩ以上で
あった。
【０１１８】
（周辺配線形成）
　上記パターニングにより形成された、第１電極パターン部材中の第１電極パターンおよ
び第２電極パターン部材中の第２電極パターンに接続された引き出し配線（周辺配線）は
、以下の様に作製した。すなわち、銀ペースト（ドータイトＦＡ－４０１ＣＡ、藤倉化成
製）をスクリーン印刷機で印刷した後、１３０℃、３０分アニール処理することにより硬
化し、引き出し配線（周辺配線）を形成した。なお、引き出し配線のＬ／Ｓ（ライン／ス
ペース）は１００μｍ／１００μｍであり、隣接する引き出し配線間の絶縁抵抗値は１０
ＭΩ以上であった。
　なお、スクリーン印刷版は静電容量式タッチパネル用周辺配線が形成可能な印刷版を用
いた。
【０１１９】
（タッチパネル作製方法）
　上記方法で作製した第１電極パターン部材と第２電極パターン部材との電極部面同士を
向かい合わせにして、３Ｍ社製ＯＣＡ（＃８１４６－４：１００マイクロメートル厚）を
間に配置して、第１電極パターン部材および第２電極パターン部材を貼り合せて、積層体
を得た。尚、ここに使用するＯＣＡは、第１電極パターン部材および第２電極パターン部
材の引き出し配線の他端が露出するように、ＦＰＣ圧着部に相当する部分を事前にくりぬ
きＦＰＣが圧着できるようにした。上記積層体に、略センサーサイズの０．７ｍｍ厚のソ
ーダライムガラスと同じ大きさに外形を整えＦＰＣをソニーケミカルズ社製ＡＣＦ（ＣＰ
９０６ＡＭ－２５ＡＣ）で圧着接合した。その後、積層体中の第１電極パターン部材のポ
リエチレンテレフタレートフィルム上に、３Ｍ社製ＯＣＡ（＃８１４６－４：１００マイ
クロメートル厚）、きもと社製ハードコートフイルム（Ｇ１ＳＢＦ：５０マイクロメート
ル厚）を順に積層し、積層体中の第２電極パターン部材のポリエチレンテレフタレートフ
ィルム上に、３Ｍ社製ＯＣＡ（＃８１４６－４：１００マイクロメートル厚）、ソーダラ
イムガラスを貼り付けた。
【０１２０】
（実施例１１）
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　上記方法で作製したタッチパネルを、ＦＧ－３０３０Ｃ－２０（フロロテクノロジー社
製、フッ素系表面処理剤）中に１０秒間浸漬させた後、５０ｍｍ/秒の条件で引き上げ、
室温で３０分乾燥させ、ＦＧ－３０３０Ｃ－２０を全面コートさせたタッチパネルを得た
。その後、得られたタッチパネルを用いて、ＪＩＳ　Ｚ　２７３１に準拠して中性条件で
塩水噴霧試験を行った。さらに、引き続き、６０℃/９０％の高温高湿中に晒して９６時
間吸湿させた後、絶縁抵抗を測定した。表２に結果を示す。なお、塩水噴霧試験前後の隣
り合う引き出し配線部間の絶縁抵抗値はテスタープローブを用いて測定し、全配線部間の
平均値を算出した。
【０１２１】
　上記９６時間の吸湿後のタッチパネルの動作確認を実施し、以下の基準に従って評価し
た。結果は表１に示す。なお、以下でラインとは、第１電極部および第２電極部を意図す
る。
「Ａ」：全てのラインで動作が確認された。
「Ｂ」：一部のラインで動作不良が確認された。
「Ｃ」：全てのラインで動作不良が確認された。
【０１２２】
（実施例１２）
　上記方法で作製したタッチパネルをＦＧ－３０３０Ｃ－２０（フロロテクノロジー社製
、フッ素系表面処理剤）中に１０秒間浸漬させた後の引き上げ速度を、５０ｍｍ/秒から
３０ｍｍ/秒の条件に変更した以外は、実施例１１と同様の手順に従ってタッチパネルを
製造し、各種評価を行った。結果を表２にまとめて示す。
【０１２３】
（実施例１３）
　上記方法で作製したタッチパネルを、ＦＧ－３０３０Ｃ－２０（フロロテクノロジー社
製、フッ素系表面処理剤）中に１０秒間浸漬させた後の引き上げ速度を、５０ｍｍ/秒か
ら２０ｍｍ/秒の条件に変更した以外は、実施例１１と同様の手順に従ってタッチパネル
を製造し、各種評価を行った。結果を表２にまとめて示す。
【０１２４】
（実施例１４）
　上記方法で作製したタッチパネルを、ＦＧ－３０３０Ｃ－２０（フロロテクノロジー社
製、フッ素系表面処理剤）中に１０秒間浸漬させた後の引き上げ速度を、５０ｍｍ/秒か
ら１０ｍｍ/秒の条件に変更した以外は、実施例１１と同様の手順に従ってタッチパネル
を製造し、各種評価を行った。結果を表２にまとめて示す。
【０１２５】
（比較例１１）
　実施例１１で実施したＦＧ－３０３０Ｃ－２０中への浸漬を実施せず、封止層を作製し
なかった以外は、実施例１１と同様の手順に従ってタッチパネルを製造し、各種評価を行
った。結果を表２にまとめて示す。
【０１２６】
（比較例１２）
　上記方法で作製したタッチパネルの端面をマスキングした状態で、ＦＧ－３０３０Ｃ－
２０（フロロテクノロジー社製、フッ素系表面処理剤）中に１０秒間浸漬させた後、２ｃ
ｍ/Ｓの条件で引き上げ、室温で３０分乾燥させ、ＦＧ－３０３０Ｃ－２０をＡＣＦ／Ｆ
ＰＣ部のみにコートさせた構造物を得た。その後、実施例１１と同様の評価を行った。表
２に結果を記載した。
　なお、上記構造物では、引き出し配線部の露出面上にのみ透明樹脂層が配置されており
、透明樹脂層（ＯＣＡ）の一部の露出側面部上に封止層（ＦＧ－３０３０Ｃ－２０）が配
置されていない。
【０１２７】
（比較例１３）
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　上記方法で作製したタッチパネルをＦＧ－３０３０Ｃ－２０（フロロテクノロジー社製
、フッ素系表面処理剤）中に１０秒間浸漬させた後の引き上げ速度を、５０ｍｍ/秒から
５ｍｍ/秒の条件に変更した以外は、実施例１１と同様の手順に従ってタッチパネルを製
造し、各種評価を行った。結果を表２にまとめて示す。
【０１２８】
【表２】

【０１２９】
　上記表２中、「＞１０ＭΩ」とは１０ＭΩ以上であることを意味する。
【０１３０】
　上記表２に示すように、本発明の静電容量式タッチパネルを使用した実施例１１～１４
においては、塩水試験後においても絶縁抵抗が３００ＭΩ以上あり、塩水試験後の動作不
良が起きていなかった。なかでも、封止層の厚みが２μｍ以上（より好ましくは４μｍ以
上）の場合、歩留りが向上し、より優れた効果が得られることが確認された。
　一方、封止層を設けていない比較例１１においては、塩水試験後において絶縁抵抗が大
きく低下し、塩水試験後の動作不良が起こっていた。
　また、透明樹脂層の露出部分上に封止層が設けられていない比較例１２、および、封止
層の厚みが０．５μｍである比較例１３においては、塩水試験後において絶縁抵抗が大き
く低下し、塩水試験後の動作不良が起こっていた。
【０１３１】
＜実施例Ｃ＞
（第１電極パターン（第１電極部）の形成）
　ＩＴＯ透明導電材料表面（ALDRICH社製、639281-1EA、100Ω/□）に、エッチングマス
ク材をネガ型フォトレジスト方式で形成し、ＩＴＯを溶解するエッチング液に浸漬するこ
とで導電層の導電部と非導電部を形成した。
【０１３２】
－レジストパターニング（エッチングマスク材付与）工程－
　ＩＴＯ透明導電材料表面上に、上述した実施例Ｂで調製した感光性組成物（１）を乾燥
膜厚５μｍとなるようバー塗布し、１５０℃のオーブンで５分間乾燥した。この基板に露
光ガラスマスク上から、高圧水銀灯ｉ線（３６５ｎｍ）を４００ｍＪ／ｃｍ2（照度５０
ｍＷ／ｃｍ2）露光を行った。
　露光後の基板を、１％水酸化ナトリウム水溶液（３５℃）でシャワー現像６０秒間を行
った。シャワー圧は０．０８ＭＰａ、ストライプパターンが出現するまでの時間は３０秒
であった。純水のシャワーでリンスした後、５０℃で１分間乾燥し、レジストパターン付
導電性部材を作製した。
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　なお、露光ガラスマスクは、静電容量式タッチパネルのセンサー電極が形成可能なマス
クを用いた。
－エッチング工程－
　レジストパターン付導電性部材を、ＩＴＯ用エッチング液に浸漬した。３５℃に調整し
たエッチング液に２分間浸漬させてエッチング処理を行い、純水のシャワーでリンスした
後、エアーナイフでサンプル表面の水を吹き飛ばし、６０℃で５分間乾燥し、レジストパ
ターン付パターン状導電性部材を作製した。
－レジスト剥離工程－
　エッチング後のレジストパターン付パターン状導電性部材を、３５℃に保温した２．３
８％テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液でシャワー現像７５秒間を行った。シ
ャワー圧は３．０ＭＰａであった。純水のシャワーでリンスした後、エアーナイフでサン
プル表面の水を吹き飛ばし、６０℃で５分間乾燥し、第１電極パターン部材を作製した。
作製した第１電極パターン部材の電極部の端子間抵抗値をテスターで測定した結果、所望
の抵抗値を示し、隣接電極部間の絶縁抵抗値は１０ＭΩ以上であった。
【０１３３】
（第２電極パターン（第２電極部）の形成）
　次に、第１電極パターンの形成方法と向きが９０度異なる以外は同様な方法で第２電極
パターン部材を作製した。得られた第２電極パターン部材の電極部の端子間抵抗値をテス
ターで測定した結果、所望の抵抗値を示し、隣接電極部間の絶縁抵抗値は１０ＭΩ以上で
あった。
【０１３４】
（周辺配線形成）
　上記パターニングにより形成された、第１電極パターン部材中の第１電極パターンおよ
び第２電極パターン部材中の第２電極パターンに接続された引き出し配線（周辺配線）は
、以下の様に作製した。すなわち、銀ペースト（ドータイトFA-401CA、藤倉化成製）をス
クリーン印刷機で印刷した後、１３０℃、３０分アニール処理することにより硬化し、周
辺配線を形成した。なお、引き出し配線のＬ／Ｓ（ライン／スペース）は１００μｍ／１
００μｍであり、隣接する引き出し配線間の絶縁抵抗値は１０ＭΩ以上であった。
　なお、スクリーン印刷版は静電容量式タッチパネル用周辺配線が形成可能な印刷版を用
いた。
【０１３５】
（タッチパネル作製方法）
　上記方法で作製した第１電極パターン部材と第２電極パターン部材との電極面を向かい
合わせにして、３Ｍ社製ＯＣＡ（＃８１４６－４：１００マイクロメートル厚）を間に配
置して、第１電極パターン部材および第２電極パターン部材を貼り合せて、積層体を得た
。尚、ここに使用するＯＣＡは、第１電極パターン部材および第２電極パターン部材の引
き出し配線の他端が露出するように、ＦＰＣ圧着部に相当する部分を事前にくりぬきＦＰ
Ｃが圧着できるようにした。上記積層物に、略センサーサイズの０．７ｍｍ厚のソーダラ
イムガラスと同じ大きさに外形を整えＦＰＣをソニーケミカルズ社製ＡＣＦ（ＣＰ９０６
ＡＭ－２５ＡＣ）で圧着接合した。その後、積層体中の第１電極パターン部材側の表面上
に、３Ｍ社製ＯＣＡ（＃８１４６－４：１００マイクロメートル厚）、きもと社製ハード
コートフイルム（Ｇ１ＳＢＦ：５０マイクロメートル厚）を順に積層し、積層体中の第２
電極パターン部材側の表面上に、３Ｍ社製ＯＣＡ（＃８１４６－４：１００マイクロメー
トル厚）、ソーダライムガラスを貼り付けた。
【０１３６】
＜封止方法＞
（実施例２１）
　上記方法で作製したタッチパネルを、ＦＧ－３０３０Ｃ－２０（フロロテクノロジー社
製、フッ素系表面処理剤）中に１０秒間浸漬させた後、５０ｍｍ/秒の条件で引き上げ、
室温で３０分乾燥させ、ＦＧ－３０３０Ｃ－２０を全面コートさせたタッチパネルを得た
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。その後、得られたタッチパネルを用いて、ＪＩＳ　Ｚ　２７３１に準拠して中性条件で
塩水噴霧試験を行った。さらに、引き続き、６０℃/９０％の高温高湿中に晒して９６時
間吸湿させた後、絶縁抵抗を測定した。表３に結果を示す。なお、塩水噴霧試験前後の隣
り合う引き出し配線部間の絶縁抵抗値はテスタープローブを用いて測定し、全配線部間の
平均値を算出した。
【０１３７】
　上記９６時間の吸湿後のタッチパネルの動作確認を実施し、以下の基準に従って評価し
た。結果は表１に示す。なお、以下でラインとは、第１電極部および第２電極部を意図す
る。
「Ａ」：全てのラインで動作が確認された。
「Ｂ」：一部のラインで動作不良が確認された。
「Ｃ」：全てのラインで動作不良が確認された。
【０１３８】
（実施例２２）
　上記方法で作製したタッチパネルを、ＦＧ－３０３０Ｃ－２０（フロロテクノロジー社
製、フッ素系表面処理剤）中に１０秒間浸漬させた後の引き上げ速度を、５０ｍｍ/秒か
ら３０ｍｍ/秒の条件に変更した以外は、実施例２１と同様の手順に従ってタッチパネル
を製造し、各種評価を行った。結果を表３にまとめて示す。
【０１３９】
（比較例２１）
　実施例２１で実施したＦＧ－３０３０Ｃ－２０中への浸漬を実施せず、封止層を作製し
なかった以外は、実施例２１と同様の手順に従ってタッチパネルを製造し、各種評価を行
った。結果を表３にまとめて示す。
【０１４０】
（比較例２２）
　上記方法で作製したタッチパネルをＦＧ－３０３０Ｃ－２０（フロロテクノロジー社製
、フッ素系表面処理剤）中に１０秒間浸漬させた後の引き上げ速度を、５０ｍｍ/秒から
５ｍｍ/秒の条件に変更した以外は、実施例１１と同様の手順に従ってタッチパネルを製
造し、各種評価を行った。結果を表３にまとめて示す。
【０１４１】
【表３】

【０１４２】
　上記表３中、「＞１０ＭΩ」とは１０ＭΩ以上であることを意味する。
【０１４３】
　上記表３に示すように、本発明の静電容量式タッチパネルを使用した実施例２１～２２
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においては、塩水試験後においても絶縁抵抗が３００ＭΩ以上あり、塩水試験後の動作不
良が起きていなかった。
　一方、封止層を設けていない比較例２１においては、塩水試験後において絶縁抵抗が大
きく低下し、塩水試験後の動作不良が起こっていた。
　また、封止層の厚みが０．５μｍである比較例２２においては、塩水試験後において絶
縁抵抗が大きく低下し、塩水試験後の動作不良が起こっていた。
【符号の説明】
【０１４４】
１０　　絶縁層
１２　　第１電極部
１４　　第１引き出し配線部
１６　　第１透明樹脂層
１８　　第１保護基板
２０　　第２電極部
２２　　第２引き出し配線部
２４　　第２透明樹脂層
２６　　第２保護基板
２８　　封止層
３０　　フレキシブルプリント配線板
３６　　導電性細線
３８　　格子
４０　　第１絶縁層
４２　　第２絶縁層
４４　　保護基板
４６　　ジャンパー
４８　　透明樹脂層
５０　　スルーホール
５２　　接続部
５４　　電極部
５６　　引き出し配線部
１００，１５０，２００，３００，４００，５００，６００　静電容量式タッチパネル
１１０　バックライト
１２０，１４０　偏光板
１３０　ＬＣＤ
１６０　保護基板
１７０ａ，１７０ｂ，１７０ｃ　入力装置
１８０　透明樹脂層
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